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반도체 고집적화의 실현 포토공정
-삼성전자 파운드리사업부-
	
산업명 : 반도체 산업
기업명 : 삼성전자
직무명 : 파운드리 - 공정 기술 – 포토공정


	조명 : 7조
	담임멘토 : 강주성

	팀명 : 공조
	팀장명 : 배유영

	팀원명 : 배유영, 강윤지, 고영환, 김민우, 박유진, 손수연, 신유나, 안시은
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1) 개요
공조팀은 반도체 공정기술 직무에 대해 알고 싶어서 예비직무전문가양성과정에 참여한 신소재공학부 8명으로 구성된 팀이다. 공정기술 직무는 반도체 산업에서 어떤 역할을 수행하며, 공정기술 직무전문가가 되기 위한 노력과 준비에는 어떤 것들이 있는지 궁금했고 조사한 내용들을 바탕으로 보다 명확한 진로설계를 하고자 했다.
반도체 업계에서 생산성을 높이기 위해 반도체의 회로 선폭을 좁히는 미세화 경쟁이 일어나고 있다. 이러한 환경에서 공정기술 엔지니어에게 필요한 역량을 조사, 분석하고 그 성과를 반도체 공정기술 엔지니어를 희망하는 학생들에게 공유하며 공정기술 직무로 진로설계 및 취업 준비시 도움을 주고자 한다. 
  
2. 서론 
A. 공모전 목적 및 목표
1) 목적
 공정기술 엔지니어 직무 조사, 분석을 통해 공정기술 전문가로 성장할 수 있는 직무커리어로드맵을 구축한다. 이 과정에서 현직자 수준의 직무 이해도를 바탕으로 희망 기업의 공정기술 엔지니어가 된다.

2) 목표
1 현직자 인터뷰와 자료조사를 통해 반도체 공정 기술 직무를 이해한다.
2 반도체 공정 직무에서 필요한 역량을 파악하여 반도체 공정기술 전문가가 된다.
3 반도체 공정기술 직무로 나아가기 위한 교내 외 활동 및 프로그램 정보를 공유한다.
4 삼성전자 공정기술 엔지니어가 된다.

B. 직무 및 기업 선정이유
1) 직무 선정 이유
(1) 파운드리 사업부 선정 이유
삼성전자 DS 사업부의 직무 기술서에 따르면 파운드리 사업부는 *시스템 반도체를 메모리 사업부는 *메모리 반도체를 주로 제조한다. 시스템 반도체는 AI 기술의 발달, 시뮬레이션 성능 확장의 이유로 개발이 중요해지고 있기 때문에 시스템 반도체를 제조하는 파운드리 사업부를 선정했다
*시스템반도체: CPU 와 같이 정보처리를 목적으로 하는 반도체
*메모리반도체: 데이터 저장을 목적으로 하는 반도체

(2) 포토공정을 직무로 선정한 이유
 현재 삼성은 3나노 공정을 추구하고 있다. 2027년엔 1.4나노 공정 개발을 계획하는 만큼 반도체의 미세화 및 집적도가 중요해지고 있기 때문에, 우리는 8대 공정 중에서 포토 공정을 선정하였다. 포토공정은 웨이퍼에 직접 회로를 그려 넣는 공정으로 반도체의 집적도가 중요해지고 있는 반도체 시장에서 중요한 공정이다. 

2) 삼성전자 선정 이유
기업 선정의 기준은 다음과 같다.
	
 


기업 선정
기준
	기술의 차별점이 있는가?
기술의 차별점은 기업의 경쟁력을 높이는데 기여한다. 기술 경쟁력이 있는 기업을 조사하면 더 개발된 공정기술에 관해 알 수 있다.  


	
	신소재공학부 학생들의 진출 의사가 높거나 취업율이 높은가?
국민대 신소재공학부 학생들의 관심이 높은 기업의 취업 가이드라인을 제공할 수 있다.

	
	정보를 탐색하는 데 유리한가?
대기업의 경우 기업의 정보를 기밀화하고 소기업의 경우 정보가 적으며 컨택하기 힘든 경우가 많기 때문에 조사의 현실적인 어려움이 있다.



최종적으로 삼성전자를 선정하게 되었다. 
 첫번째로 시스템 반도체의 *3나노 공정 양산을 가장 빠르게 이뤄낸 기업이다. 때문에 반도체 공정 엔지니어를 꿈꾸는 우리 팀원들에게 삼성전자는 타 기업보다 기술력과 직무관련 정보를 탐색하는 데 용이하다.
두번째로 신소재공학부 학생들의 취업률이 높다. 국민대학교 창의공과대학 신소재공학부장 최웅 교수의 자료(강의자료)에 따르면 2016~2020년 국민대학교 신소재공학부 졸업생 취업률 1위 기업이 삼성전자이다.  
마지막으로 신소재공학부 학생들을 대상으로 한 선호 기업 투표에서 투표수가(그래프)가 가장 많았기 때문에 신소재공학부 학생들에게 삼성전자에 취직하기 위한 커리어 가이드라인을 제공하고자 삼성전자를 선정하였다.
*나노(nm): 1억분의 1m
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(관심 있는 기업 - 신소재공학부 학생 대상 투표결과)

C. 주요활동
1) 설문 조사
 우리가 정보를 제공하고자 하는 신소재공학부 학생들의 니즈를 파악하기 위해 기업 및 직무에 관한 선호도 조사를 하여 그들의 관심사를 파악했다.
1 설문 대상 : 신소재공학부 학생
2 설문 기간 : 2023.1.10 (화) ~ 2023.1.15(일)
3 설문 인원 : 총 71명

2) 현직자 인터뷰
 직무에 대한 업무 내용과 교내 프로그램 및 강의 추천, 근무환경 등에 대해 알아보기 위해 국민대학교를 졸업하고 삼성 전자에서 종사하고 있는 현직자와 인터뷰를 하였다. 
1 삼성전자 파운드리사업부 메탈공정 김동규 선배님
2 삼성전자 파운드리사업부 임플란트 기술 분야 담당 배형민 선배님
3 삼성전자 파운드리사업부 공정분야 담당 서민석 선배님
4 삼성전자 파운드리사업부 포토 공정기술 이유정 선배님
5 삼성전자 파운드리사업부 클린 공정 장동욱 선배님
6 삼성전자 파운드리사업부 클린 공정 김찬우 선배님
7 삼성전자 파운드리사업부 CMP공정 정현호 선배님
8 삼성전자 파운드리사업부 공정설계 김민성 선배님

3) 자료조사
 현직자 온라인 멘토링 사이트. 신소재공학부 교내 커리큘럼, 반도체 산업, 기업, 직무에 관한 내용, 취업에 관한 내용을 조사하였다.

주요활동을 통해 얻을 수 있었던 정보는 다음과 같다.
첫째, 71명의 신소재공학부 학생들 중 삼성전자는 59% 포토공정 기술 직무를 추구하는 신소재공학부 학생이 32.4%임을 알았다.
둘째, 반도체 산업의 특징과 개발 방향을 알았다.
셋째, 삼성전자의 공정기술 엔지니어가 되기 위한 취업 가이드와 현재 기업들이 추구하는 반도체 발전 방향에 대한 정보를 알았다.
넷째, 현장에서 포토공정 기술 엔지니어의 업무와 핵심역량을 알았다.

D. 기대효과

1 아직 직무를 정하지 못한 학생들에게 자세하고 구체적인 정보를 제공할 수 있다.
2 진로를 정한 학생들에게 진로를 구체화하거나 필요역량에 대한 정보를 줄 수 있다.
3 고학년 학생들에게는 취업에 대한 정보를, 저학년 학생들에게는 앞으로의 학교생활에 대한 가이드라인을 제공할 수 있다.


3. 본론
A. 반도체 산업 분석
1) 정의
반도체 산업은 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자*의 제조/제작과 이들의 응용을 생산의 목적으로 하는 산업이다. 넓게는 반도체소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하며, 전자산업의 근간을 이루고 있다.
 
2) 특징 및 분석
① 미래 지향성
현재 컴퓨터를 활용한 3D기술의 확장, AI 성능의 향상으로 인한 이용 분야의 확장, 2021년 빅데이터 분석기사 국가기술 자격증이 생길만큼 데이터 활용의 중요성이 증가되면서 반도체의 수요가 증가할 뿐만 아니라 성능 향상이 같이 요구되기에 반도체 산업은 계속해서 발전하고 있다.
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   ② 시장 안정성
 반도체는 주문형 방식으로 제품을 생산한다. 따라서 수요와 공급 불일치에 따른 급격한 시황 변화가 없다. 이러한 이유 때문에 산업의 호*불황에 크게 영향을 받지 않는 안정적 시장구조를 가졌다.

B. 기업분석
1) 개요 및 소개
	기업개요

	기업명
	삼성전자
	대표이사
	한종희

	사업종류
	반도체산업
	기업형태
	대기업

	설립
	1938년 03월 01일
	대표번호
	1588-3366

	그룹사
	삼성전자
	설립자
	이병철



<삼성전자 파운드리사업부 조직도>
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삼성전자 파운드리사업부는 시스템 반도체를 기획하고 생산하여 판매를 위한 홍보한다. 삼성전자 파운드리사업부는 시스템 반도체의 소형화에 집중하고 있다.

2) 주요 이슈

① 미국 테일러 파운드리 공장 건설로 인한 원가 절감
 미국 테일러 공장 부지에 170억 달러 규모의 파운드리 공장을 건설 중이다. 2024년 하반기 가동을 목표로 하고 있으며 500㎡ 규모로 조성될 예정이다. 넓은 부지의 공장은 많은 설비시설을 들일 수 있다. 또한 인프리아 기업은 EUV PR을 미국에서 생산하여 공급하고 있기에 테일러 공장 부지에 생길 파운드리 공장으로 보내지는 EUV PR의 경우 운송 비용이 감소하여 삼성은 원가를 절감시키는 효과를 볼 수 있을 것이다. 
(출처: https://english.etnews.com/20210727200001)

② 3나노 미세공정 상용화 선두 주자
대만의 TSMC*와 3 나노 미세공정*을 두고 경쟁을 벌이고 있다. 삼성전자는 3나노 양산 시기를 TSMC보다 약 반년 정도 앞서고 있으며 이를 통해 고객사 확보와 유리한 위치를 차지하고 파운드리 시장 점유율 확대를 위해 힘쓰고 있다.
*TSMC: 대만의 반도체 파운드리 기업으로 현재 파운드리 계열 전세계 1위 기업
*3나노 미세공정: 반도체 칩의 회로 선폭을 3nm(10억분의 3m)로 좁힌 공정

③ TSMC의 ASML의 노광장비 우선 이용계약
하이 NA EUV는 ASML*의 최첨단 EUV 노광 장비다. TSMC가 삼성전자 보다 우선으로 장비를 살 수 있도록 계약하여 삼성전자 보다 빠르게 해당 기술을 이용할 수 있을 것이라고 한다. ASML은 반도체 7nm 이하 공정에 필요한 노광 장비를 만들수 있는 기술을 독점적으로 보유하고 있다. ASML의 노광 장비를 지닌 TSMC는 반도체 집적화에 우위를 가져갈 수 있어 삼성전자가 불리하다.
(출처: https://zdnet.co.kr/view/?no=20220617163303)
*ASML: 세계 최고의 노광 장비 제조 기업
 
3) 채용정보
삼성전자의 채용 방법은 총 3가지로 3급 신입채용, 대학생 인턴쉽, 경력 채용으로 나뉜다. 그중 학부 졸업 후 대부분이 지원하는 3급 신입채용을 기준으로 해당 채용 정보를 작성하였다.

· 채용 자격
졸업 예정자 및 기졸업자
해외여행에 결격사유가 없는 사람(남자의 경우 별역필 또는 면제자 등) 
IL(OPIc) Level 5 또는 110점 이상(토익 스피킹)

<우대사항>
중국어자격 보유자: 필기 BCT 또는 FLEX 중국어 620점 이상, 회화 TSC Level 4 이상, OPIc 중국어 IM1 이상, HSK 195점 이상
공인한자능력자격 보유자: 한국어문회 or 한자교육진흥회 or 한국외국어평가원 3급 이상, 대한검정회 2급 이상
한국공학교육인증원이 인증한 공학교육 프로그램 이수자

· 채용 절차
삼성전자의 채용 절차는 다음과 같다.
[image: ]
(출처: 삼성전자 공식사이트 
www.samsung.com/sec/about-us/careers/hiring-process-information/kr/)
                                                              
· 준비 방법
① 직무적합성 평가
직무적합성 평가는 다음과 같은 구성이다.
이력서 평가 -> 자기소개서 평가 -> 평가요소 합산 -> 서류전형 합격자 발표
1) 자기소개서 (지원동기, 성장과정, 사회이슈, 직무역량)

추천 참고자료: 렛유인(이공계 합격자소서의 기술), 교내 자소서 특강 프로그램

② 직무적성검사(GSAT)
직무적성검사 시험으로 수리영역, 추리영역 두 과목을 다룬다. 두 과목은 60분간 온라인으로 진행된다. 현직자들은 GSAT 준비 과정에서 렛유인, 위포트, 해커스, 에듀스등과 같은 취업교육 사이트에서 GSAT 문제집 및 인터넷 강의, GSAT 모의고사 등을 풀어 유형을 익혔다.
현재 국민대학교 경력개발지원단 포털을 통해 에듀스 사이트의 무상 지원을 받을 수 있다. 
 
③ 종합면접
DS부문의 면접은 임원 면접, 직무역량 면접, 창의성 면접으로 구성되어 있다.
	
	임원 면접
	직무역량 면접
	창의성 면접

	평가 항목
	개인 품성, 조직 적합성 등
	전공 역량, 직무 동기
	독창적인 아이디어와 논리 전개과정을 평가

	면접 방식
	1(면접자):다수(면접위원), 개인별 면접방식

	면접 운영
	
질의/응답
	전공별 문제풀이 후 프리젠테이션 및 질의/응답
	문제풀이 후
프리젠테이션 및 질의/응답



(출처: 삼성전자 공식사이트 
www.samsung.com/sec/about-us/careers/hiring-process-information/kr/)
④ 채용 건강검진
건강검진에서 문제가 없을 시 최종 합격 처리를 받는다.



C. 반도체 공정기술 직무 분석
1) 반도체 8대 공정 직무 소개
반도체 공정기술이란 제품의 수율* 향상을 위해 반도체 8 대 공정의 단위공정을 담당하는 직무이다. 반도체 8대 공정은 웨이퍼 제조, 산화공정, 포토공정, 식각공정, 증착공정, 배선공정, EDS공정, 패키징 공정이 있다. 
*수율: 투입 수에 대한 완성된 상품의 비율로 반도체의 생산성을 높이는데 중요한 요인 

각 공정들에 대해 간략하게 알아보자면 다음과 같다. 

	웨이퍼 제조
	반도체 공정에 있어서 가장 먼저 준비되어야 하는 웨이퍼*를 제조하는 과정이다. 웨이퍼는 주로 규소(실리콘)으로 만들어지며 이 웨이퍼 위로 반도체 소자를 쌓아가는 것이다. 
*웨이퍼:

	산화공정
	웨이퍼 표면에 산소나 수증기를 뿌려 산화막을 형성한다. 이를 통해 웨이퍼 표면을 보호하고 회로 간 누설 전류가 흐르는 것을 막아주는 산화막을 형성한다.

	포토공정
	웨이퍼 위에 반도체 제조를 위해 설계된 회로를 그려내는 작업이다. 

	식각 공정
	웨이퍼 위에 그려진 반도체 회로 패턴에 필요없는 부분을 제거한다. 

	증착공정
	웨이퍼 위에 포토공정과 식각 공정을 반복하고 이온을 주입한다. 

	배선공정
	회로가 동작하기 위한 전기적 신호가 잘 전달되도록 전기가 통하는 길을 만든다. 

	EDS공정
	전기적인 방식을 통해 앞선 과정에서 만들어진 반도체들이 각각 원하는 품질수준에 도달 했는지의 여부를 판단하는 공정이다.

	패키징 공정
	완성된 웨이퍼의 반도체 칩을 낱개로 잘라내어 활용 가능한 형태로 만든다.


[image: ]
2) 공정기술의 목적 및 목표
	목적
	반도체의 수율을 향상하는 것 

	
목표
	1. 최적의 공정 조건 만들기(최상의 기기, 가장 간편한 기기의 배열, 신속한 시스템과 원재료의 구비, 좋은 인력을 효율적으로 배치)
2. 불량확률 줄이기. (꼼꼼한 시스템점검, 신속한 문제 해결)




D.  포토공정기술 직무 분석

1) 포토공정 직무 소개
포토공정은 빛을 받으면 결합력이 바뀌는 감광제(PR)을 코팅하여 *마스크에 그려진 회로패턴을 웨이퍼에 새겨넣는 공정이다.
[image: ]

포토공정은 원리는 다음과 같다.
감광제를 웨이퍼에 도포한다. 감광제는 빛을 받으면 화학 작용으로 결합이 약해진다. 약해진 부분은 잘 녹기에 현상액이란 용액으로 제거된다.  이 과정에서 원하는 부분만 제거하여 회로 모양을 똑같이 그려 넣을 수 있는 것이다. 

2) 포토 공정의 목적 및 목표
	목적
	마스크에 그려진 집적회로패턴을 웨이퍼에 똑같이 옮겨 수율을 향상하는 것

	
목표
	1. 회로 패턴의 정확한 모양
2. 회로 패턴의 균일한 크기
3. 정확한 위치에 회로 패턴을 웨이퍼에 옮기는 것



3) 포토 공정의 진행 프로세스
[image: ]
포토공정의 단계로는 감광제 코팅, soft bake, 마스크 정렬,  노광, 현상의 단계가 있다.

- 포토공정 프로세스
	감광제 코팅
	웨이퍼를 둔다 -> 웨이퍼에 감광제(PR)를 뿌린다. -> 감광제가 균일하게 코팅 되도록 spin coater(회전 모터)기계를 이용해 웨이퍼를 돌린다. (도자기를 만드는 과정과 유사)

	Soft bake
	90~100℃ 조건에서 액체인 감광제를 고체로 굳히는 과정을 거친다.

	마스크 정렬
	Mask aligner 설비로 광원, 마스크, 웨이퍼가 일렬이 되도록 정렬한다.

	노광
	정렬된 웨이퍼에 빛을 비추는 노광 공정을 수행한다.

	현상
	빛을 비춘 부분에 현상액을 뿌린다. -> 빛을 비춘 부분이 사라진다. -> 마스크의 회로 패턴이 그대로 새겨진다.



4) 포토공정 직무 수행사항
(1)  업무 지식
포토공정 기술을 다루기 위해선
해상도와 관련된 세가지 변수를 알아야 한다.
해상도는 () 두 점을 찍었을 때 구분할 수 있는 가장 짧은 거리이다. 
해상도가 짧을 수록 회로의 미세화 및 집적도가 큰 것으로 유효렌즈의 크기 (NA)가 크거나, K1 공정상수가 작을수록, 규격화된 광원의 파장이 짧을수록 해상도는 향상된다. 포토공정 기술 엔지니어는 해상도를 향상시키기 위해 세가지 변수의 크기를 조절하여 최적의 해상도를 얻어야 한다. 중요한 세가지 변수는 다음과 같다.

첫번째로, 파장의 길이이다. 파장의 길이가 짧을 수록 해상도는 향상된다. 그렇기에 포토공정에서 이용되는 광원의 파장은 점점 짧아지고 있다. I-line(365nm), KrF (248nm), ArF(193nm), EUV(13.4nm) 순으로 포토공정은 단파장의 광원기술을 채택해왔다. 현재 EUV는 EUV 광에 최적화된 고감도 감광제 개발이 되지 않아 파장의 길이를 더 줄이고 있지 못하는 상황이다.

두번째로, 유효렌즈의 크기(NA=n sinθ, 렌즈가 포착할 수 있는 최대 회절각)이다. 유효렌즈 크기(NA)가 클수록 렌즈에 회절광이 최대한 많이 들어올 수 있기 때문에 해상도를 향상시킬 수 있다. 하지만 NA의 크기를 키우는 것에도 한계가 있다. 바로 DoF라는 초점심도 때문이다. NA의 크기가 커지다 보면 어느 순간 빛을 가해야 하는 범위에 빛의 세기가 약해져서 회로를 제대로 찍어내지 못하게 되기 때문이다. 이해를 돕기 위해 예를 들어 사진을 찍을 상황을 가정한다. 렌즈가 크면 빛은 최대한 넓게 들어올 수 있지만 특정 범위만 집중하는 초점의 범위는 감소하는 상황과 같다. 자세한 내용은 별첨에 DoF를 참고하라.

세번째로, K1공정상수이다. k1 공정상수는 광 공정 진행에 필요한 각종 요소를 바꾸면서 낮추는 값이다. 필수 소재인 PR과 마스크의 성능 고도화로 k1 공정상수의 값을 내릴 수 있다. 그렇기에 k1 공정상수 값은 해상도를 결정하는데 중요하다. k1의 값을 줄이기 위해 높은 난이도의 기술 들이 출현하여 엔지니어의 입장에서 점점 더 높은 난이도의 공정을 수행할 수 있어야 한다. 별개로 EUV 공정이 차세대 노광 공정 으로 추앙받는 이유 중 하나도 바로 공정의 난이도와 관련이 있다. 바로 k1 값이 0.6의 높은 값의 쉬운 공정임에도 미세패턴을 구현할 수 있다는 점이다.

포토공정은 세가지 변수와 관련된 기술 개발을 통해 해상도를 높이고 있다. 이러한 변수를 토대로 공정기술 엔지니어는 다음과 같은 업무를 맡는다.

	
신제품 양산을 위한 공정 최적화
	
공정별 데이터 모니터링을 통한 
불량 해결 및 품질 관리


	신제품이 들어오면 포토 공정에서는 K1공정상수, 파장의 길이, 렌즈크기 같은 공정조건을 조절하여 최적화된 조건을 찾는다. 
조건을 확보해야 반도체를 양산할 수 있기에, 신입사원으로 입사하면 가장 먼저 배우는 업무 중하나이다. (현직자 인터뷰)

	계측 값을 모니터링하면서 불량 점검, 불량 발생 시 불량의 원인을 추적하며 불량을 개선. (현직자 인터뷰) 최적화된 조건으로 반도체를 생산하면 포토 공정에서는 계측 값이 발생한다. 
대표적인 예시로 반도체 선폭*이 있다. 이러한 


*반도체 선폭: 반도체 칩에 적용되는 회로의 선폭, 단위는 미크론(㎛)이다. 
업무 과정에서 높은 해상도의 반도체를 효율적으로 생산하기 위해 협업을 하는데 포토공정의 협업팀은 설비팀, 제조팀, 계측팀으로 나뉜다.

(2) 협업 사항
효율적인 반도체 생산을 위해 설비팀은 포토공정 설비 관리, 제조팀은 공정품 물량 파악, 계측팀은 공정 스펙 확인 등의 업무를 협업한다. 
	설비팀
	제조팀
	계측팀

	
설비팀은 포토 공정의 설비를 사무실에서 원격 제어하거나 직접 공장에 들어가 조치한다

포토 공정의 생산라인에서 문제가 발생한다면 설비 엔지니어와 협업하여 반도체의 상태를 공정기술 엔지니어가 확인하고 설비 엔지니어가 생산 라인에서 조치한다.

	
제조팀은 생산성을 향상하는 것이 최대 업무 목표로 반도체 물량 파악을 담당한다.

포토공정기술 엔지니어는 끊임없는 모니터링으로 불량 및 수율을 점검하고 관리하면서 반도체 생산에 딜레이가 발생하지 않게 한다.
	
공정 과정에서 산화막의 두께나 포토 감광액 (PR)등을 찍어 확인하는 과정이 있다. 

계측 기기로 측정하는데 수치가 찍히지 않으면 문제가 발생한 것이므로 기계 계측기 관련해서 계측팀과 연락하여 해결한다.



(3) 문제 사항 및 해결 방안
업무과정 중 문제가 발생할 수 있는데 주로 다음과 같은 문제가 발생한다.
	





감광제 코팅 문제
	① Streak
감광제에 이물질이 껴 있는 경우 웨이퍼를 돌리는 과정에서 원심력으로 이물질이 밀려나 흠집이 난다. 이를 Streak라 한다.

해결방안: 공정기술 엔지니어는 감광제에 이물질이 없이 순수한 상태로 공급한다.

② Edge bead
회전을 통해 감광제가 밖으로 흘러나갈 때 웨이퍼 구석에 감광제가 뭉친다. 이를 Edge bead라 한다.

해결방안: 공정기술 엔지니어가 뭉친 곳에 빛을 비춰 제거해준다. 

③감광제의 두께가 규격에 미달
감광제의 두께 미달은 Spin coater(회전 모터)의 불량한 회전으로 발생한다.

해결방안: 공정기술 엔지니어가 회전 모터의 회전수를 교정한다.

	


설비 시설의 문제
	① 설비 시설 오염
Soft bake 과정에서 감광제의 구성 성분인 용매를 제거하지 못 한다면 노광 과정에서 증발되면서 마스크나 노광 설비의 렌즈를 오염 시켜 품질에 악영향을 미친다.

해결방안: Soft bake 과정을 100℃에서 정확히 이뤄내 용매를 완전히 증발시킨다.

② 마스크 정렬 오류
Mask aligner로 마스크를 정렬하는 과정에서 설비의 문제로 틀어진다면 소자의 효율성이 하락하거나 불량이 발생해 수율이 감소한다.

해결방안: 상시로 공정기술 엔지니어가 모니터링으로 이상을 찾아내고 설비 엔지니어가 조치한다.




5) 포토공정의 전망과 향후 방향
 포토공정은 해상도를 높여 회로에 미세패턴을 구현하는 방법을 추구한다고 하였다. 
포토공정으로 만드는 미세패턴은 반도체의 미세화를 이루는 한 요소로 전망이 밝을 것으로 추정된다. 이유는 다음과 같다.

① 미세화 공정 난이도의 상승
 여태까지 반도체 업계는 저장공간을 늘리고 성능을 고도화하기 위해 회로 선폭을 좁히고 반도체 소자를 집적하는 미세공정 기술을 발전시켜왔다. 패턴을 미세하게 그려야만 작아지는 전자기기 크기에 맞춰 반도체의 크기도 줄일 수 있다. 하지만 현재는 회로 선폭의 미세수준이 머리카락 두께의 1/10000에 이를 정도로 공정 난이도가 높아졌기 때문에 반도체 제조사들은 초미세공정 구현을 위한 새로운 전략으로, 웨이퍼에 회로 패턴을 그려넣는 포토공정에 EUV 공정 기술을 잇달아 도입하고 있어 포토공정의 중요성이 앞으로 더욱 강조 될것으로 보인다. 

② EUV (Extreme Ultra Violet) 공정의 대중화
 감광제는 반도체 웨이퍼 위에 반도체 회로를 그려 넣는 노광공정에 필수적으로 활용되는 화학재료다. 빛에 반응해 화학적 변화를 일으키는 특성이 있어, 빛이 노출되는 부위에 따라 특정한 패턴을 만들어낼 수 있다. 노광 공정에 쓰이는 빛의 파장에 따라 불화크립톤(KrF), ArF(불화아르곤), EUV용 PR 등으로 나뉜다. EUV 장비란 현재 가장 짧은 파장(13.5nm 수준)의 장비로 분해능이 뛰어나 미세 패턴을 노광하는데 유리하여 원가경쟁력을 높일 수 있다는 장점을 갖는다.

[image: ]
최근 여러 반도체 제조업체의 투자로 EUV 공정 도입이 가속화되고 있는 만큼, 관련 소재 시장도 높은 성장세를 보일 것으로 관측된다. 삼성전자의 경우 인프리아*의 EUV PR 적용을 추진하고 있는데 이는 초미세 파운드리 공정 강화가 되는 것을 알 수 있다. 반도체는 회로 선폭이 좁아질수록, 즉 미세화될수록 제조가 어렵고 회로의 복잡함은 곧 결함으로 이어질 공산이 커서 반도체 성능 및 생산성 저하를 불러들일 수 있다. 인프리아 EUV PR는 초미세 회로 구현에 강점이 있고 EUV 공정 중 의도치 않게 나타나는 결함도 크게 개선할 수 있는 만큼 삼성전자는 초미세 반도체 공정, 특히 현재 EUV를 가장 많이 활용 중인 파운드리 공정 강화가 기대된다.

*인프리아: 무기물 기반 EUV PR을 만드는 세계 유일 업체

이처럼 포토공정은 해상도를 높이는 방향으로 발전되고 있다. 해상도를 높이는 과정에서 회로의 복잡함이 증가하고 포토공정기술 엔지니어의 공정 난이도도 높아지고 있다. 반도체의 높은 수율을 목표로 하며 고난이도 공정을 이뤄내는 것이 포토공정기술 엔지니어의 핵심역량이 되어가고 있다.


E. 공정기술 직무 수행 역량
삼성전자 DS 파운드리사업부의 반도체공정기술 직무 소개와 현직자 인터뷰를 참고한 공정기술 직무의 수행 역량은 다음과 같다.
 
1) 전공 지식
1 반도체 수율 향상을 위한 Transistor의 전기적/물리적 특성을 개선하는 작업에 필요한 전공지식
전기 전자 : 기초 회로이론, 반도체 소자, 디지털집적회로, 전자기학, 기초전자회로 및 실험 디지털집적회로, 전자회로, 전력공학 등
물리 : 고체물리, 반도체물리, 전자물리의 기초 등

2  제품에서 발생하는 불량의 구조적, 물질적 특성을 분석하는 작업에 필요한 전공지식
재료/금속 : 유기재료공학, 고분자재료화학, 고분자물성, 반도체집적공정 등
화학/화공 : 유기화학, 물리화학, 분석화학 등
기계 : 구조/기기분석, 제어공학 등
산업공학 : 데이터 마이닝, 데이터분석, 통계응용 등

2) 기술(능력)
	


자격증
	[컴퓨터 활용능력]

 1. 엑셀 자격증
회사 내에서 엑셀을 사용하여 업무를 보는 일이 많기에 취득 시 업무 처리에 효율이 좋다. 

 2. 컴퓨터 활용능력 자격증
회사내에서 사용하는 각종 프로그램에 대해 알고 있으면 일처리를 빠르게 할 수 있다.

 

	
	[데이터 활용능력]
 
1. 빅데이터 분석기사 자격증과 Python 자격증
포토 공정별 계측 Data(감광막 두께, 패턴 일치)를 모니터링하고, 공정별 불량이슈 해결 및 수율 개선을 해야하기에 데이터 분석 능력이 중요하다.

2. 6시그마 자격증
Big data의 통계적 tool활용.


	외국어
	<영어 회화 OPIc(외국어 말하기 평가) 및 토익 스피킹>
해외 고객/법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어 회화가 필요하기 때문에 영어 회화 자격증이 필요하다. 
또한 삼성 전자에 지원하려면 어느 정도의 기준을 넘겨야 한다.
외국어 회화 역량을 기를 수 있는 활동은 다음과 같다.
화상영어(캠블리): 원어민 1:1 회화를 할 수 있다.
해커스톡 영어 회화 인터넷 강의

	



공정기술 응용
	<공정 기기 활용>
 각 공정 마다 이용하는 기기의 종류가 다양하여 여러 기기를 다룰 수 있어야 한다. 공정 장비에 대한 학습은 다음과 같은 외부 기관의 실습을 통해 할 수 있다. 
SPTA(반도체공정기술교육원): 공정 기기 이론부터 공정 실습까지 다양하게 교육을 진행한다.
한국나노기술원 : 공정 장비, 실습 교육을 신청할 수 있다


<공정 변수 조절>
반도체의 미세화를 목표로 고난이도의 새로운 공정이 발달 되어 왔다. 고난이도의 공정에서 세밀한 공정 변수 조절 능력이 요구된다

공정 실습은 다음과 같은 기관에서 진행할 수 있다.
삼성 샤이닝 스타: 반도체 기초 및 8대 공정에 대한 이론 학습과 더불어, 선배와의 대화, 사업장 투어 등 직간접적으로 삼성전자 DS부문을 체험할 수 있는 프로그램이다.
엔지닉 : TF공정과 포토, 식각 공정을 Fab에서 실습할 수 있다.




3) 태도
① 꾸준함
공정기술 엔지니어는 수율을 향상 시키기 위해 정밀하게 업무를 수행하도록 노력해야 하고 오류가 발생할 경우 꾸준히 원인을 찾아 해결해내야 한다. 
② 학구열
공정기술 엔지니어는 공정의 개발이 됨에 따라 새로운 공정 방식을 배우게 된다. 엔지니어는 계속해서 배워가야 한다.
③ 폭 넓은 사고방식
공정의 분야는 다양하고 각 공정마다 불량이 발생하는 원인이 많다. 원인에 대한 추론을 하기 위해서는 주된 원인 외에 여러 변수에 대한 사고를 하여 찾아내려고 노력해야 한다.

F. 커리어 플래너
	전공
학기
	신소재공학과

	






1
학년
	1학기
	<필수 전공 과목 이수>
	<멘토 멘티 활동>
[교내]선배와의 토크콘서트(5,6월)
: 신입생, 편입생, 전부. 전과 학생 등을 대상으로 학과 활동에 전반적인 유익한 활동을 소개하고 다양한 활동을 많이 하는 선배를 초청하여 토크형식으로 진행되는 프로그램



	
	여름방학
	<어학성적>
TOEIC 750점이상 취득


	
	2학기
	<필수 전공 과목 이수>
일반물리 Ⅱ or 일반화학Ⅱ (택1)
일반화학실험 Ⅱ or 일반물리실험Ⅱ (택1)
 

	
	겨울방학
	<직무 탐색 활동>
[교내]JCoREP 참여


	






2
학년
	1학기
	<필수 전공 과목 이수>


	<설계 프로젝트>
[교내]그들만의 레시피
(5월,6월,7월): 다양한 분야의 아이디어를 설계하여 진행되는 프로그램
	<직무 탐색>
[교내]오픈랩(4월)
16개 연구실을 탐방하여 어떤 연구를 하는지, 전공의 이해를 높여 진로 탐색

	
	여름방학
	<반도체 8대 공정 학습>
하계 삼성 샤이닝 스타 지원




	
	
2학기
	<필수 전공 과목 이수>
전자화학재료역학(택1)
전자재료및구조결함(택1)
재료상평형및미세구조(택1)

	<기업 탐방 활동>
[교내]전자재료 분야 전시회 탐방(10월)


	
	겨울방학
	<어학성적>
TOEIC 800점 달성 
TOEIC Speaking Lv5 취득


	








3
학년
	
1학기
	<필수 전공 과목 이수>
나노 반도체 소자 및 소재 응용, 구조 재료 상변태, 반도체 소재의전기자기적성질
	<직무 체험>
[교내]전자재료 현장견학(4월)
[교내]현직산업의 종사자와 함께하는 취업박람회(5월)

	<멘토 멘티 활동>
[교내] JOB토크콘서트(5월,6월,7월) 
취업에 성공한 선배를 초청하여 사전 질문지를 토대로 토크하는 프로그램



	
	
여름방학
	<어학성적>
OPLC IL level 달성
	<심화학습>
[교내]학부연구생 참여

	<직무 체험>
[교내]신소재 분석 전문가 양성캠프(7월,8월 신소재 분석장비 원리 이해 및 1대1 실습)
: 신소재 분석장비 원리를 이해하고 1:1 실습을 진행

[삼성 샤이닝 스타 미 이수시]
반도체 전문가 캠프(7월, 8월)
: 반도체 8대공정을 이해하고 직접 각 공정을 이해하며 실습을 진행


	
	2학기
	<필수 전공 과목 이수>
유기재료공학

	
	겨울방학
	<직무 실습>
서울대학교 반도체 실습(6월~7월)


	<취업 준비 활동>
[교내] CoREP 참여

[교내]기업 채용설명회
: 기업별 채용설명회를 통해 각 기업의 인재상 및 채용분야별 특징을 이해

	<자격증>
6시그마 자격증


	








4
학년
	1학기
	<필수 전공 과목 이수>
캡스톤 디자인 I, II, III (택1)

	<직무 이해 활동>
[교내]기업별 직무 특강(3월)

	
	여름방학
	<취업준비 활동>
[교내]공학도를 위한 엔지니어 
취업캠프
: 공학도를 위한 산업에 종사하는 면접관들이 실제 면접처럼 모의면접을 진행, 직무면접, 영어면접, 토론면접, 인성면접을 실시

[교내]예비 취준생과의 간담회 
취업동아리 활동
: 취업과 진학을 준비하는 학생들에 맞춰 무엇을 준비해야 하는지 컨설팅
 
	<직무 실습>
삼성전자 DS부문 인턴쉽(7월~8월)
필요 어학 성적
오픽 IL 이상, TOEIC SPEAKING LV.5 이상
삼성전자 DS부문 취업시 인턴 경험 우대


	
	
2학기
	<필수 전공 과목 이수>
<취업 준비>
[교내]자기소개서 특강(9월)
:  기업별 인재상에 맞춘 자소서 특강

[교내]기업별 전공 PT면접(10월)
: 엔지니어 직군은 전공PT면접을 실시하여 기업별 전공PT를 실시하여 기출문제 풀이진행

[교내]동문선배와 함께 하는
직무 멘토링(9월,10월,11월,12월)
: 하반기공채를 대비하여 현직자 선배들과 그룹별 멘토링 실시

	<어학성적>
TOEIC SPEAKING LV.5 이상 달성(기간 만료 전 새로 갱신)

	
	겨울방학
	<취업활동>
자기소개서와 이력서 작성
[교내]자기소개서 클리닉(12월)
[교내]합격을 위한 면접 컨설팅



4. 결론

A. 결론 및 요약
 우리는 반도체 공정기술분야로의 취직을 꿈꾸고 있었지만 직무에 대해 아는 것이 없었다. 이러한 궁금증을 해결하기 위해 주니어 코렙에 참여한 우리는 직무에 관한 이해도를 높이고 반도체 공정기술 직무 전문가가 되는 것을 목표로 이 보고서를 작성하게 되었다. 
 
현직자와의 인터뷰와 자료조사를 통해 우리는 포토공정기술 엔지니어의 업무를 알게 되었다. 또한 업무를 하며 느낄 수 있는 어려운 점이나 업무에 도움이 되는 학교 커리큘럼에 대해서도 알게 되었다.  
이렇게 포토공정기술 엔지니어가 하는 업무에 대해 알아가며 포토공정기술 엔지니어가 되기 위한  
핵심역량이 크게 3가지라는 것을 알게 되었다.  
첫째는 데이터 분석과 활용 능력이었다. 포토 공정별 계측 Data(감광막 두께, 패턴 일치)를 모니터링하고, 공정별 불량이슈 해결 및 수율 개선을 해야 하기에 더욱 중요하다.  
둘째는 영어 회화 능력이었다. 해외 고객/법인과 커뮤니케이션이 가능한 수준의 외국어 회화가 필요하기 때문에 중요하다. 
셋째는 포토공정 기술응용 능력이다. 포토공정은 각 공정 마다 이용하는 기기의 종류가 다양하여 여러 기기를 다룰 수 있어야 한다. 또한 포토공정의 해상도 추구로 새로운 공정이 발달된다. 새로운 공정의 난이도는 향상되어 왔고 수행하는데 세밀한 공정 변수 조절 능력이 요구된다. 
핵심역량을 키우는 계획을 세우기 위해 교내외 활동들과 학교 커리큘럼을 찾아보며 커리어 플래너를 작성하였다.  
이러한 활동을 통해 반도체 산업을 조사하고 공정기술 직무를 이해하며 포토 엔지니어가 되기 위한 지식과 업무 내용, 역량, 태도를 깨달으며 포토공정기술 전문가가 되었다.  
공조팀은 커리어 플래너에 작성한 활동을 통해 적극적으로 지식을 탐구하고 미래 사회로 나아가는 포토공정 엔지니어가 될 것이다. 

B. 개별 참여 소감
배유영 : 주코를 통해 취업까지의 평생 멘토님들을 알게 되었고 앞으로 대학생활 3년의 계획과 취업의 방향성까지 같이 잡을 수 있었습니다. 직무와 진로에 대한 조사와 탐구가 더 효율적이고 도움이 되는 계획을 세우는데 효과적임을 알게 되었습니다. 

강윤지 : 반도체산업으로의 취직을 희망했지만 어느 직무가 있는지는 전혀 모르고 있었습니다.  
방학동안 주니어코렙 활동을 통하여 반도체 산업의 직무와 특성을 알고 알찬 방학을 보낼 수 있 어 좋았습니다. 
 
고영환 : 공정기술 직무로 취업하기 위해 주니어코렙에 참여하였고 삼성전자 현직자 분들의 이야기를 들으면서 공정기술 엔지니어로 성장하기 위해 커리어를 계획적으로 생각하게 되었습니다.
 
김민우 : 공정기술 직무로 취업을 하고 싶었지만 구체적으로 어떤 직무가 있고 어떻게 노력해야 취업을 잘 할 수 있을지 궁금하여 참여하였는데 궁금했던 것보다 더 많은 정보를 얻어 가는 것 같아 좋았습니다. 
 
신유나 : 주니어코렙 활동을 하면서 자기분석과제를 통해 스스로를 이해하면서 희망 직무에 대해 생각해볼 수 있었습니다. 희망 기업과 희망 직무를 선정하고 조사하면서 앞으로 진로에 대한 많은 유익한 정보를 얻을 수 있었습니다. 
 
손수연 : 시간이 지나도 진로에 대한 고민이 끊이질 않았는데 주니어코렙을 통해 자기 자신을 알고 팀원들과 진로 외 직무에 대해 깊게 알아보는 시간을 가지며 진로에 대한 확신을 주었습니다. 또한 앞으로의 길잡이가 되어주는 커리어 플래너를 만들어 미래에 대한 설계를 할 수 있었습니다. 
 
박유진 : 주니어코렙 활동을 하며 겨울방학을 알차게 보낼 수 있었던 것 같아 뿌듯함을 느낍니다. 주니어 코렙 활동전에는 진로에 대한 갈피를 전혀 잡지 못하고 있었던 상태였는데 이제는 원하는 산업,직무를 선정하고 본격적인 취업준비를 시작한 것 같아 얻어 가는게 정말 많았던 시간이었고 코렙도 꼭 참가하고 싶습니다 
 
안시은 : 이제 곧 3학년에 진학한다고 생각하니 진로에 대한 정확한 계획을 세워놓지 않은 것이 걱정이 되었는데, 주니어 코렙 활동을 통해 겨울방학 기간동안 직무에 대해 조사하고 최종적으로 자신만의 커리어 플래너를 만들어 앞으로의 계획을 세울 수 있었습니다.

5. 별첨
A. 참고자료
(1) 삼성전자 파운드리 공정 직무 소개

포토공정 설명에 앞서 조사한 삼성전자 파운드리의 공정 직무들도 알아두면 좋을 것 같아 추가로 작성한다. 삼성전자 파운드리 사업부의 공정 직무는 포토, 식각, 세정, 확산, cmp(웨이퍼 평탄화), cvd(증착), 메탈(금속 배선), imp(이온주입), 계측 등 각각 공정 기술에 따라 단위공정팀이 나눠진다. (코멘토 현직자)
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(2) 포토공정 과정 설명
	기판준비






	웨이퍼 가공업체에서 가공된 웨이퍼를 세정, 출하과정을 거쳐 웨이퍼를 준비한다. 회로패턴을 만드는 포토공정에 있어서 마스크의 회로 형상을 받을 수 있어서 웨이퍼 표면이나 상층부에 Layer*이 준비되어 있어야한다. 이때 막은 산화공정이나 증착공정을 거쳐서 형성한다. 증착막*은 물리적/화학적 방법(PAD/CVD)을 사용하여 만든다. 그 후 막의 표면에 있을지도 모를 오염물질을 세정하고 감광제를 도포하기 위해 낮은 온도로 데워 물기를 제거한다.


	증착 물질 증착
	감광제를 도포하기 위해 웨이퍼 표면에 접착제인 HMDS*(Hexa-Methyl-Di-Silazane)을 얇게 도포하여 감광제와 웨이퍼가 잘 달라붙도록 한다. 오일 성분인 HMDS를 도포할 때는 N2가스를 이용하는데, 밀폐된 좁은 공간으로 먼저 HMDS를 밀어 넣고 N2를 일정한 압력으로 불어 넣어 강제로 HMDS가 막 위에 얇게 펴지게 한다.
*HMDS: 

	PR도포
	감광제의 일정량을 웨이퍼 상에 고르게 퍼지도록 빠른 속도로 회전시켜 얇게 퍼지도록 한다. 회전속도에 따라 표면에 코팅되는 두께가 달라지므로 rpm*을 조절하여 빛이 적절히 감광되도록 조절한다. 더불어 감광되는 깊이가 일정해야 불량이 줄어들기에 균일하게 코팅되도록 하며 PR코팅 후 PR액이 웨이퍼 에지*에 흘러내리므로 PR코팅을 진행하면서 동시에 PR액을 신너*로 제거해 웨이퍼 뒷면의 오염을 막는다. 
코팅 후에는 오븐에서 낮은 온도로 웨이퍼를 굽는다. PR코팅액의 점도를 조절하기 위해 섞은 솔벤트는 노광을 하기 전에 감광제에서 빠져나가도록 구워준다. 더불어 구우면 PR액이 굳어 웨이퍼에 잘 달라붙게한다. 이를 통해 감광액 내의 결속 구조를 튼튼하게 하여 현상 시에 패턴을 형성할 부분의 감광제가 손상되지 않게 한다. 

	노광
	노광이란 감광액을 바른 웨이퍼를 빛에 노출시키는 것이다. 빛에 노출시키면 빛이 패턴화 마스크를 통과해 웨이퍼 표면에 투영된 영역(노광부)과 투영되지 않은 그림자 영역(비노광부)을 명확하게 구분하는 것이다. 이때 사용하는 빛은 일정한 광원의 파장을 이용하는데 이 파장의 길이가 짧을수록 칩 내의 트랜지스터 집적도가 결된다.
노광을 진행할 때 미세회로 패턴을 통과하면서 회절 현상에 의해 다시 퍼지게 되는데 이때 빛을 다시 렌즈로 모아준 후, 정밀하게 초점을 맞추어 웨이퍼 위 박막 표면 이미지가 올라가게 된다. 이때 중요한 점은 위에 있는 광원, 마스크, 렌즈 그리고 맨 아래에 있는 웨이퍼의 위치가 아래위로 정확하게 일치하도록 웨이퍼 표면의 회로패턴과 정확히 일치되도록 기계적 설정을 조절해야한다. 
노광이 완료된 후에는 한 번 더 오븐에서 구워준다. 이는 감광액 속에 있는 PAC를 활성화시켜 감광액의 표면을 평탄화 시키고 정재파(Standing wave)를 줄이기 위함이다. 이 과정이 없으면 감광막 내의 경계 단면에 발생한 굴곡이 제거되지 못하고 이에 따라 CD의 균일도가 떨어져 높은 집적도에서 정재파의 영향으로 치명적인 신뢰성 이슈가 될 수 있다. 

	현상
	현상은 감광막의 일정 부분을 제거하는 과정이다. 현상되지 않고 남아있는 감광막은 식각 시에 식각액과 반응하지 않아서 하단부의 Layer 박막들을 식각으로부터 보호한다. 현상액을 웨이퍼 위에 분사하고 현상액이 골고루 퍼지도록 웨이퍼를 회전시킨 후에 어느 정도 화학적 반응시간이 경과하면 감광막이 제거된다. 현상된 찌꺼기는 회전세척을 하여 린스해주고, 웨이퍼를 한 번 더 구워준다. 이를 통해 린스시 사용한 정제수를 말리며 동시에 감광막의 고분자구조를 굳건히 하여 감광막 표면의 결속력을 높여 식각 시에 감광막이 제거되지 않도록한다. 
식각과정으로 넘어가기 전에 회로패턴을 검사하여 불량 패턴이 발견되면 감광막을 제거하는 Rework를 진행한다. 

	식각
	이전 과정에서 까지 하부층의 보호막 역할을 한 PR을 제거하는 과정이다. 식각과정을 통해 웨이퍼에 새겨진 패턴대로 조각을 하는 것과 같고 웨이퍼에 실질적인 외형 변화를 일으키는 공정이다. 

	PR제거
	현상 과정에서 감광막이 제거되면서 폐기물이 발생한다. 발생한 폐기물은 회전세척을 하여 제거 해준다. 이후 식각 공정을 하기 전에 회로 패턴을 검사하는데 불량 패턴이 발생할 시 감광막을 제거하는 Rework를 진행한다. Rework는 포토공정에서만 가능한 유일한 공정이다.



(3) PR의 분류
PR 설명
포토공정 과정을 설명하기 전에 우선 PR이 무엇인지 이해하여야 한다. PR은 고분자 물질로 Resin, PAC(Photo Active Compound) 혹은 PAG(Photo Acid Generator) 첨가제, Solvent로 구성되어 있다.
각 구성 요소는 다음과 같은 역할을 한다. 
Resin은 결합체*로 막의 두께, 유동성, 접착도, 열에 의한 유동성 등 기계적 성질의 원인이다. 
PAC 혹은 PAG는 빛을 받으면 화학 반응을 일으켜서 패턴을 형성하는데 기여한다. 
Solvent는 감광제가 기판에 도포되어 사용될 때까지 액상을 유지하는 역할을 한다. 
PR이 빛을 받으면 분자구조가 변하는 성질은 PAC, PAG의 화학 반응이 이유로 빛을 받은 부분의 결합력이 약해지면 양성 PR, 빛을 받은 부분의 결합력이 강해지면 음성 PR로 분류한다. 양성 PR의 경우 용해성이 우수하고 남은 감광막의 형성이 적고 열적 안전성도 우수하여 주로 사용되어 양산된다.
양성 PR과 음성 PR의 더 자세한 차이점은 별첨에 남긴다.
이처럼 양성 PR의 경우 제거시키고 싶은 부분에 빛을 비춰 약해진 부분을 만들어 이후 설명할 현상 과정에서 제거시켜 원하는 부분에 회로패턴을 넣어 원하는 패턴을 유사하게 구현할 수 있다.
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포토공정 직무는 산업현장에서 반도체의 미세화를 위한 전문성과 창의적 문제해결 능력을 요구한다. 산업현장에서 부딪칠 수 있는 문제를 해결하는 캡스톤 디자인 강의와 반도체 소자의 미세화를 다루는 나노 반도체 소재 및 소자 응용 강의 등을 신소재 공학부에서 수강할 수 있어 공정기술 직무에서 요구되는 역량을 기를 수 있다.  

(4) ASML 기업의 노광 장비
포토공정은 *EUV 장비를 통한 노광 공정을 거치는데 ASML 기업의 *노광 장비의 스펙이 계속 개발되는 등 포토공정에서 미세화의 수준이 높아지고 있다.  
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TWINSCAN NXE 3600D 			TWINSCAN NXE 3400C
(사진 출처: https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems ASML 공식 제품 사이트)
TWINSCAN NXE:3400C 리소그래피 시스템은 7nm 및 5nm 노드에서 EUV 대량 생산을 지원한다.
TWINSCAN NXE:3600D는 현재 ASML의 가장 진보된 시스템으로, 5nm 및 3nm 로직 노드와 첨단 DRAM 노드에서 대량 생산을 지원한다. 이처럼 포토공정은 집적도를 높이는 방향으로 꾸준히 개발이 되는 것을 알 수 있다.
*노광(露光): 빛으로 웨이퍼에 반도체 회로를 새기는 공정 )

(5) 포토공정 세부과정
웨이퍼에 PR을 도포하는 것이 포토공정의 첫 단계이다.
PR 도포 이전에 웨이퍼는 *친수성으로 HMDS와 같은 증착물질을 웨이퍼에 발라 웨이퍼의 표면을 *소수성으로 바꿔 PR과의 접착도를 향상시켜준다. 이후 PR을 도포하는데 웨이퍼 전역에 균일하게 도포할 수 있도록 Spin coater라는 설비를 이용한다. Spin coater는 아래 사진과 같이 원심력을 이용해 PR을 균일하게 도포시킨다. 이 과정에서 대부분의 Solvent가 기체가 되어 날라간다.
[image: ]
<Spin coater를 이용한 PR 균일 도포>
PR코팅 과정을 마치면 PR내에 남은 Solvent를 제거하고 노광 장비의 렌즈와 마스크 오염을 예방하기 위해 Soft Bake 단계를 거친다. 
이후 노광 공정을 수행하기 전에 균일한 층을 쌓을 수 있게 광원과 마스크, 웨이퍼를 정렬하는 Mask Aligner 설비를 이용하여 마스크 정렬 단계를 거친다. 
층이 정렬되었다면 원하는 회로 패턴을 만들기 위해 PR의 분자구조를 변형시키는 과정이 필요하다.이후 Mask Aligner 설비를 이용해 정렬된 층에 극자외선을 PR의 분자구조를 변형시키는 과정이 노광 과정으로 Mask Aligner는 Scanner와 Stepper로 나뉘어진다.

*친수성: 물 분자와 쉽게 결합하는 성질로 일반적으로 극성 분자의 성질
*소수성: 물 분자와 쉽게 결합되지 못하는 성질로 일반적으로 무극성 분자의 성질
*휘발성: 상온에서 액체가 기체가 되어 날아가는 성질


	포토 공정 직무 수행시 어려운 점

	

공정 과정
문제 해결
	① 공정 과정 중 문제가 발생할 때 변경점*이 없는 경우, 명확한 원인을 찾기 어려울 때 힘들다. 
 변경점이 없는 도중에 규격에 안 맞는 반도체가 생산되는 문제가 발생하면 성능이 떨어지는 칩이 생산되고 수율이 떨어지는 문제가 발생하기에 모니터링을 통해 빠른 수습이 가능해야 한다. 

*변경점: 설비 점검을 해야 할 주기가 돌아와 설비의 부품을 교체하는 등의 변화


	


높은
난이도의
공정

	① 포토 공정의 여러 단계별 설비가 다양하다 
 노광, 현상, 마스크 정렬, 감광제 도포와 같은 모든 과정에서 여러 장비를 다룬다. 각 공정 별로 다른 장비를 공정 조건에 맞게 정확하게 사용하여 데이터를 얻어내야 한다.

② 공정 방법의 난이도가 향상하고 있다.
해상도를 높이기 위해 개발된 포토 공정 방법은 점점 더 고난이도로 변하고 있다.
공정기술 엔지니어는 새로운 고난이도 공정 방법을 익혀 정확한 공정을 완수해야 한다.


	



교대 근무 형태

	① 교대 근무 시 업무량이 많다. 
 교대 근무 시 공정 엔지니어가 처리해야 하는 기본적인 업무부터 설비 엔지니어, 제조사원의 확인요청 이메일을 확인하고 조치하는 업무들까지 더해져 업무량이 많다. 

② 교대 근무로 워라벨이 좋지 못하다.
 생산 라인의 공장은 3교대로 24시간 돌아가는 시스템으로 데이(6시~14시), 스윙(14시~22시), 지와이(22시~6시)로 나뉜다. 공정 문제가 발생할 시 엔지니어가 긴급하게 호출되는 경우도 있어 공장이 위치한 일대에서 쉽게 벗어나지 못하는 문제도 발생한다.




B.  자료 출처
기업 자료
삼성전자 기업 설명
https://www.samsung.com/sec/aboutsamsung/home/
삼성전자 파운드리사업부 설명
https://www.samsung-dsrecruit.com/job_intro/memory/semiProcess_tech.php

직무 자료
sk하이닉스 포토기술팀 인터뷰 자료
https://news.skhynix.co.kr/post/semiconductor-stock-predictions-2023 
https://news.skhynix.co.kr/post/circuit-patterns-in-ultra-fine-regions
포토공정에 대한 설명
https://www.skcareersjournal.com/908
포토공정에서 중요한 과정인 반도체 EUV공정
http://bit.ly/2AK197w

대내외 활동
경력개발지원센터 전공별 로드맵
https://career.kookmin.ac.kr/ko/mypage/roadmap?inst=20282&depart=20456&major=20457
삼성전자 샤이닝 스타
https://www.samsung-dsrecruit.com/2022_nov_shiningstar/index.php

C. 현직자 인터뷰 
[국민대학교 주니어코렙 10기 공조팀 질문지]

	성명
	김동규

	부서
	파운더리 사업부

	업무 분야
	메탈공정



반도체 산업에 관한 질문
1. 반도체 산업의 전망은 앞으로 증가할지, 감소할지 어떤 방향으로 예상하시나요?
· 무조건 증가할 것이라 예상합니다. 대표적으로 전기자동차나 각종 전자기기들에 반도체가 들어가기 때문에 반도체 없이는 돌아갈 수 없는 산업체계가 구성되어 앞으로도 계속 증가할 것이라 생각합니다.
2. 현재 반도체 산업이 하락세를 나타내고 있는데 공정기술 엔지니어로서 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시나요?
· 큰 그림으로 봤을 때는 반도체 산업은 성장할 수밖에 없는 산업이라고 생각하기 때문에 공정기술 엔지니어가 해야 하는 노력으로는 원가 절감, 품질 향상 정도를 생각할 수 있을 것 같습니다. 실제로 저희 회사 안에서도 올해 사정이 좋지 않기 때문에 돈을 아끼기 위한 방법들을 모색하고 있습니다. 대표적으로 공정적인 부분에서는 원가 절감을 위한 아이템 발굴을 위한 논의를 꾸준히 하고 있습니다.
삼성전자 기업에 관한 질문
1. 삼성전자만의 차별점을 지닌 반도체 공정 기술이나 업무가 있다면 설명해주실 수 있나요?
· 열정이 많아 일을 열심히 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 
저희는 오버 타임(자발적으로 하는 야근)이라고 하는데 원래 지정된 시간보다 더 많은 일을 한다는 뜻입니다. 오버타임을 풀로 채우는 사람들도 많고 열정이 좀 가득한 사람들이 좀 많습니다.
2. 삼성전자에서 근무하시면서 가장 만족하는 직원복지에는 무엇이 있나요?
· 일단 셔틀버스가 엄청 잘 돼 있습니다. 어디든 갈 수 있도록 버스 터미널이 되어있고, 밥도 삼시 세끼 잘 나오고 야간 일하면 야식도 줍니다. 그리고 회사 밑에 1층에 헬스장이 있고 그런 게 최고의 복지 같습니다
3. 현재 근무지는 어디에 위치해 있나요?
· 삼성이 기흥, 화성, 평택 이렇게 있는데 제가 원래는 기흥에 있었습니다. 웨이퍼를 만드는 곳이 8인치/12인치로 나누어져 있는데 원래 기흥 8인치에 있다가 이제 평택 라인으로 넘어와 근무하고 있습니다.
지금 평택 쪽에 엄청 많은 공장을 짓고 있거든요. 

직무에 관한 질문
1. 현재 직무가 구체적으로 어떤 일을 하는 직무인가요?
· 공정 기술이라 해서 이런 공정 같은 거 엄청 연구하고 그럴 것 같지만 현실적으로 말씀드리면 초반에는 라인 돌아가는 거를 보고 거기서 설비들이 고장 나거나 웨이퍼가 웨이퍼의 불량이 있다면 조치를 해주는 업무를 합니다.
대략적으로 말씀드리면 현재는 이런 업무를 지금 주로 하고 있고 나중에 경력이 차면 메탈 공장에서 어떻게 하면 이 공장을 좀 더 최적화할 수 있을지에 대한 일을 하게 될 것입니다. 
2. 업무 중에서 가장 어렵다고 느낀 일이 무엇인가요?
· 입사한지 1년밖에 되질 않아 많은 것이 어렵지만 대표적으로 삼성 내에서만 쓰는 전산들 (설비 원격이나 다른 프로그램들)이 다 달라서 적응하는 것이 어렵게 느껴졌습니다.
3. 하고 계신 직무에 대한 만족도가 어느 정도인가요?
· 일이 좀 바빠서 불만족/보통/만족/매우 만족 중에서 만족 정도입니다.
근무방식-변형 3교대) 근무가 DAY/SW(SWING)/GY(GRAVEYARD)로 나뉘는데, DAY는 6시부터 오후 2시까지, SW 근무는 2시부터 밤 10시까지, GY는 10시부터 새벽 6시까지 이렇게 돕니다.
근데 공정 기술은 퐁당퐁당이라 해서 일주일 만약에 5일을 근무한다 하면 (오피스 근무: 자율 출퇴근제로 본인 오고 싶은 시간대에 와서 8시간인가 필수 시간만 채우고 가면 됩니다. 그래서 오피스는 그냥 자기 마음대로 출근했다가 퇴근해도 상관없어요. 이때 일이 많으면 아까 말한 오버타임을 합니다.) 
월화 오피스, 수요일 DAY, 목요일 오피스, 금요일 SW 이런 식으로 돕니다. 그래서 이를 변형 3교대라 하는데 완전 3교대 설비 엔지니어들은 DAY 근무를 2주 동안 하고 SW 근무를 그 다음 2주하고 GY 근무를 2주하고 이런 식으로 돌아갑니다. 변형 3교대는 제가 말씀드린 것처럼 퐁당퐁당 이런 식으로 지금 돌아가고 있습니다.

4. 직무 수행 중 발생할 수 있는 가장 대표적인 업무 문제는 무엇인가요?
· 의사소통의 오류인 것 같습니다. 업무상 다른 부서 사람들과 소통을 많이 하게 되는데 의사소통의 오류가 있으면 서로 짜증나게 됩니다.
그래서 최대한 상대방의 의견을 다 듣고 저희 할 거 하면서 좀 유기적으로 협업을 해 나가야 되는 것 같아요. 
5. 업무 중 가장 흥미로운 일은 무엇인가요?
· 이론으로 배운 것을 실제 현장에서 보고 적용하는 것이 흥미로웠습니다. 뉴스에 나오면 3나노 4나노 이런 것들이 나오는데 실제로 저희 라인은 이제 4나노 8나노 제품을 만들고 있습니다. 그런 거에 대해서 배우게 되면 굉장히 흥미롭고 진짜 공정이 이렇게 쓰이는구나 느낍니다.
6. 대학교에서 배운 과목들 중 지금 하고 계신 일에 가장 도움이 많이 되는 과목이 무엇인가요?
· 4학년 과목인 안동환 교수님의 반도체 제조공정 및 설계와 전자과 과목인 집적 회로 공정이라고 반도체 8대 공정에 대해 전반적으로 다 설명해주시는 과목이 있는데 그 과목도 면접 볼 때 많은 도움이 되었습니다. 
7. 어떤 자격증을 취득해야 이 직무를 수행하는데 도움이 될까요?
· 솔직히 말하면 자격증은 크게 필요 없는 것 같습니다. 있으면 당연히 좋겠지만 저 같은 경우에는 6-시그마 그린벨트랑 토익 스피킹 level 6 만 있었습니다. 회사 들어오면 엑셀을 사용하는 경우가 굉장히 많은데 엑셀 자격증 같은 것이 있으면 좋을 것 같습니다.
8. 직무를 하는데 도움이 되는 교내, 외 활동이 있을까요?
· 교외 활동에는 반도체 공정 실습이 있고 교내 활동에는 주니어코렙과 코렙이 많은 도움이 되었습니다. 
9. 공정기술 업무에 필요한 주요 역량에는 무엇이 있을까요?
· 꼼꼼함이 중요한 것 같습니다. 실수 하나로 웨이퍼가 불량이 나올 수도 있고 이를 웨이퍼가 죽는다고 표현합니다. 실수로 계산할 값을 1을 넣어야 되는데 설비에다가 꼼꼼하지 못해서 0을 넣어 웨이퍼가 죽으면 한 장당 2천만 원이 깨지게 됩니다. 그래서 일단 꼼꼼해야 되고 데이터 분석 능력과 체력을 기르는 게 도움이 될 것 같습니다. 

10. 업무를 하면서 반도체 산업에서 해당 직무가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하시나요? 
· 공정기술은 모든 직무가 다 중요하다 생각합니다. 반도체는 한 직무라도 없으면 안되지만 그래도 굳이 수치화 하자면 50%는 차지하는 것 같습니다.
11. 협업을 할 때 주로 협력하는 팀은 어느 직무이고 협업에서 해당 직무의 역할은 무엇인가요?
· 제조와 공정설계 쪽과 컨택을 많이 합니다. 제조분들은 라인에서 상주하시면서 저희가 요청 드리는걸 해주시는 분들입니다. 그래서 그 분들은 생산에 조금 더 포커스가 맞춰져 있습니다. 저희는 생산이랑 품질을 균형 맞춰서 해야 되는 직무 (징검다리 역할)이기 때문에 제조 분들이랑 컨택을 많이 합니다. 또한 공정 설계와도 컨택을 많이 하는데 공정 설계는 평가 같은 걸 되게 많이 하려고 하고 저희는 생산도 빨리 해야 되니까 이에 대한 소통을 잘해야 합니다. 
12. 해당 직무에 근무하기 위해 가져야 할 태도나 마음가짐은 무엇이 있나요?
· 꼼꼼함과 열정을 갖는 것이 중요하고 체력적으로도 중요하기 때문에 운동을 열심히 해야 합니다. 또한, 중간다리 역할을 해야 하기 때문에 유한마음을 갖는 것이 중요합니다.
개인적인 질문
1. 워라벨은 어느 정도로 실천되고 있다고 생각하시나요?
· 저는 괜찮다 생각합니다. 수평적인 조직 문화로 회사 분위기도 되게 괜찮은 것 같습니다. 
2. 직장 내에서 사람 때문에 힘든 일들이 있나요?
· 저는 아직까지 사람 때문에 힘든 적은 없었습니다. 근데 주변 사람들을 보면 선배와의 트러블이 조금 생길 수 있는 것 같긴 합니다. 그래도 대체적으로 사람들도 되게 착하고 분위기도 좋은 것 같습니다.
3. 학점은 어느정도로 준비해야 하나요?
· 높으면 높을수록 좋지만 3.5 이상이면 될 것 같습니다.
4. 기억에 남는 교내 대회나 활동이 있나요?
· X-materials이라는 대회에 꼭 참가하는게 좋은 것 같습니다. 거기에서 아이디어 발명하고 실제로 제작하고 하는데 그 과정을 면접관들이 흥미로워하는 것 같습니다. 대부분 면접자들이 반도체 얘기하고 비슷한데 그 중에서도 특별함이 보이니까 반드시 참여하는 것이 좋을 것 같습니다.
[국민대학교 주니어코렙 10기 공조팀 질문지]
요청에 응해주셔서 감사합니다. 
질문은 부담 없이 답변 가능하신 질문에만 답을 해주시면 됩니다.
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반도체 산업에 관한 질문
1. 반도체 산업의 전망은 앞으로 증가할지, 감소할지 어떤 방향으로 예상하시나요?
· 작년까지만 해도 너무 큰 호황이었고 그게 좀 사그라들면서 많이 지금 사실 하락세가 맞는 것 같긴 하고 하락세가 어느 정도까지 지속될지는 모르긴 하겠지만 언젠간 다시 올라오지 않을까 싶습니다. 그렇게 오래 걸리진 않을 것 같아요.
2. 현재 반도체 산업이 하락세를 나타내고 있는데 공정기술 엔지니어로서 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시나요?
· 사실 이렇게 하락세여서 물량을 많이 찍어내는 대신 평가를 할 시간이 많아지는 거거든요. 어떤 공정에 대한 평가를 진행을 해서 더 나은 방향으로 갈 수 있게 하는 평가하는 시간이 많아지고 있기 때문에 그런 방향으로 평가를 많이 진행해서 더 좋게 더 좋은 공정으로 만들 수 있는, 그걸 많이 지금 해야 되는 것 같아요. 
그래서 실제로도 지금은 물량을 찍어내는 것도 당연히 바쁘긴 한데 그만큼 평소보다 많은 평가를 지금 요즘 하고 있거든요.  그래서 그 평가들을 잘 진행해서 각 기술팀별로 공정 기술 엔지니어라면 각 기술팀별로 평가를 많이 진행해서 더 나은 공정으로 갈 수 있게끔 해서 수요를 많이 끌어올려서 나중에 제공이 들어왔을 때 그만큼 좋은 수율이랑 좋은 평가를 한 결과를 보여줘야지 좋은 것 같습니다.
3. 현 반도체 산업의 동향과 관련해 회사내 분위기는 어떤가요?
· 사실 회사 내 분위기는 크게 없는 것 같아요. 
그냥 사실 사람들끼리 농담으로 우리 회사 망하는 거 아니냐라고 하긴 합니다. 가장 큰 분위기라면 내년부터는 보너스가 많이 줄어들거다라는 얘기가 나오는데 그거에 대해서만 가장 사람들이 관심이 있고 다들 크게 진짜 진심으로 망했다. 이런 걱정은 안 하고 제가 방금 말한 대로 평가 준비해서 지금 해야 될 걸 해야 되겠다라는 사람 생각들이 많은 것 같아요. 
지금 준비할 수 있는 걸 준비해야 다음에 다시 또 올라갈 수 있으니까 지금은 좀 몸집을 키워야 될 시기라고 다들 생각하는 것 같아요.
삼성전자 기업에 관한 질문
1. 삼성전자만의 차별점을 지닌 반도체 공정 기술이 있다면 설명해주실 수 있나요?
· 사실 임플란트는 비슷해서 저희 회사가 하는 거 tsmc에서도 하고 있는 것 같고 하이닉스에서도 하는 것 같아서 크게 이렇게 차별점이다라고 하는 건 잘 모르겠어요.
2. 삼성전자에서 근무하시면서 가장 만족하는 직원복지에는 무엇이 있나요?
· 삼시 세끼 다 주고 요즘에는 그런 회사가 많긴 한데 아침에 출근을 하면서 아침에 1층에 출근하면서 테이크아웃으로 음식들 가지고 그냥 사무실 올라가서 먹으면서 아침 먹으면서 일을 하고 저녁에 퇴근할 거에도 저녁 먹고 가거나 저녁 먹고 그냥 집에 가고 싶다 하면 또 테이크아웃해서 집에 갈 수도 있고 그리고 오늘 이따 출근해야 되는데 밤에 출근하면 야식이 또 따로 있어요. 
· 그리고 사내 병원에서도 웬만한 건 다 해주고 치과도 있고 거기서 돈은 안 들어요. 밖에서 병원을 간다고 하더라도 비급여 항목 말고 급여 항목이면 보험 처리되는 거 있잖아요. 
그런 항목이면 다 신청하면 돈 다 나와서 의료비는 의료비 나오는 것도 좀 좋은 것 같고 약값도 다 나오거든요.
· 그리고 셔틀버스가 많다. 삼성셔틀은 안 가는데가 없다라고 하거든요. 그리고 보너스도 많은 편이다. 그리고 월세 지원도 해줘요. 근데 기숙사나 월세지원 같은 것은 수도권 사람들은 좀 힘들고 교대근무한다고 하면 이제 받을 수 있어요. 그래서 교대근무 안 하는 수도권사람들은 힘들어요. 
3. 현재 근무지는 어디에 위치해 있나요?
· 기흥, 화성, 평택중에 평택에 다니고 있습니다. 
직무에 관한 질문
1. 현재 직무가 구체적으로 어떤 일을 하는 직무인가요?
· 다들 아시는 8대 공정이 있잖아요. 반도체 8대 공정이 있는데 각 기술팀마다 그 공정이 진행되는 공정들을 맡아서 하나의 반도체가 만들어지려면 각 스텝별로 각 공정 기술팀이 맞는 스텝들이 있을 거 아니에요. 그 스텝들을 진행하면서 계속 모니터링 하면서 예를 들어서 산화막을 쌓아야 되는 거면 두께가 잘 나오는지 산포가 잘 맞게 나오는지
그렇게 계속 모니터링 하면서 우리가 원하는 스펙에 맞춰가야합니다. 
· 그리고 설비가 쓰다 보면 소모품이기 때문에 설비가 죽을 때가 많아요. 설비가 죽으면 제공이 쌓이니까 그만큼 빨리 백업을 해서 빨리 평가를 해서 이렇게 살려서 계속 제공이 원활히 흘러갈 수 있게 하는 게 제일 큰 목표인 것 같아요.
· 그래서 정리하면 공정기술 직무의 가장 큰 역할은 빨리빨리 진행해서 제공이 쌓이지 않게 잘 흘러가게 해야 된다 그리고 모니터링을 꾸준히 해서 산포가 튀는 게 있으면 왜 튀는지 설비를 잡고 평가를 해서 다시 잡아줘서 그게 왜냐하면 한 번 튀기 시작하면 이미 지나간 애들에 대해서는 튀었다는 거잖아요. 그만큼 그 칩에 대해서는 좀 안 좋은 성능이 나올 수도 있고 그만큼 수율이 떨어질 수 있기 때문에 빨리빨리 모니터링 하면서 그걸 잡아내는 게 중요한 것 같습니다.
2. 업무 중에서 가장 어렵다고 느낀 일이 무엇인가요? & 직무 수행 중 발생할 수 있는 가장 대표적인 업무 문제는 무엇인가요?
· 지금 제일 어려웠던 일은 정말 답이 안 보일 때 그러니까 이 설비가 갑자기 변경점(검을 해야 될 주기가 도래해서 점검을 해서 설비에 부품을 가는 등의 변화)이 없는데 잘 쓰고 있다가 갑자기 스펙이 확 튀어버리면 도저히 그게 원인이 안 보일 때가 있거든요. 그럼 그때가 제일 어렵죠. 이 원인을 못 찾아낼 때 그러면 또 그 원인을 좀 찾아내야 그 다음에 또 똑같은 일이 안 벌어지게 할 수가 있는데 그런 원인을 모르는 설비의 죽음 이런 거 찾아내는 게 제일 어려운 것 같아요.
3. 하고 계신 직무에 대한 만족도가 어느 정도인가요?
· 저는 주위 사람들보다 더 만족도 높은 것 같아요. 한 10점으로 따지면 8점 9점. 저는 전에는 어플라이드 머티리얼즈라는 반도체 장비 회사가 있는데 거기서 잠깐 근무를 하다가 이직을 한 거거든요. 이직을 해서 좀 힘든 일이 있더라도 사실 지금 회사에 가고 싶었어서 그 회사에서 나온 것도 있고 그 회사가 힘든 게 있어서 나온 것도 있는데 그래서 그만큼 좀 안 좋고 힘든 일이 있더라도 이 전에 회사 비교하면서 그때보다는 좋았지라고 생각하고 지금 만족하면서 다니고 있습니다.
4. 업무 중 가장 흥미로운 일은 무엇인가요?
· 아직 못 찾은 것 같아요. 
5. 대학교에서 배운 과목들 중 지금 하고 계신 일에 가장 도움이 많이 되는 과목이 무엇인가요?
· 반도체를 반도체 공학 수업이나 전자재료 이런 거 들으면 처음부터 쌓아 나가는 구조를 배우잖아요. 그런 사실 그 구조를 배우는 게 제일 큰 도움인 것 같아요. 굳이 하나를 뽑으라고 하면 왜냐하면 각 기술팀은 그 공정에 대해서밖에 모르니까. 초반에는 그것만 하다가 나중 되면 그 공정이 거기서 어떻게 왜 진행돼야 되는지를 공부를 해야 돼서 이 전단계랑 이 후 단계랑 계속 스텝별로 전의 공정을 왜 해야 되는지 이런 구조별로 그런 곡을 공부를 해야 되기 때문에 반도체 공학이 제일 도움되는 것 같아요.
· 전작과 반도체 공학 들으러 가서 들었다고 하면 엄청 좋아해요. 왜냐하면 신소재과인데 전자과 전공 들으러 가서 반도체 들었다. 이러면 저 같아도 그 사람을 뽑을 것 같긴 하거든요. 그래서 반도체 실습도 실습인데 학교 수업 반도체 관련된 거 많이 듣고 학점 좀 따 놓는 게 제일 좋은 것 같아요.
6. 어떤 자격증을 취득해야 이 직무를 수행하는데 도움이 될까요?
반도체 공정 기술을 할 거다 반도체 공정 설계를 할 거다 뭐 이런 걸 할 거라면 신소재 입장에서 자격증은 그렇게 크게 중요하지 않을 것 같긴 해요. 남들 다 있는 거 하나씩 있으면 그냥 한 줄 늘어나는 거니까 있어도 나쁘진 않다지만 그게 크게 도움이 될 것 같진 않아요. 그나마 컴활 자격증. 엑셀을 쓰니까 사실 그것도 자격증을 딸 만큼의 그건 아닌 것 같아서 자격증은 신소재 전공하는 사람의 입장에서는 크게 별로 중요하지 않는 것 같아요.
7. 직무를 하는데 도움이 되는 교내, 외 활동이 있을까요?
· 활동은 일을 하면서 도움이 됐다기보다는 취업을 하기 위해 도움이 됐던 대회 활동은 사실 주니어 코렙도 저학년 때 했다라는 것도 좀 메리트가 있고요 남들이 신경 안 쓸 때부터 자기는 그때부터 준비를 했다. 그때부터 공부를 했다는 게 도움이 많이 될 때도 있고
사실 요즘에는 반도체 실습도 많이 가잖아요. 실습도 그리고 사실 면접을 보는 아저씨들은 실습이라는 때가 그때는 없었기 때문에 저 때도 그렇고 지금 오는 분들도 실습을 했다고 그러면 그런 게 있냐고 되게 신기해하거든요. 그래서 그런 걸 했다고 그러면 되게 좋아하는 것 같고
근데 요즘에 실습을 또 안 하는 사람이 없으니까 다 해야 된다는 게 또 강해서 좀 애매해진 것 같아요. 그것도 하면 안 한 것보다는 좋지 않을까 남들이 너무 하니까 나도 하면 안 되지 않을까라는 걱정에서 저도 했었거든요. 도움이 된 것 같아요. 
8. 공정기술 업무에 필요한 주요 역량에는 무엇이 있을까요?
· 역량이라고 하나 꼽으면 다른 사람들이랑 잘 성격 좋은 게 제일 좋은 것 같아요. 
잘 어울리고 어울린다고 그래서 막 개인 활동을 해야 된다는 건 아니고 그냥 사소하게 회사에서 이야기할 때나 뭐 이것저것 같이 해야 되는 게 많으니까 뭐 하지 않게 잘 둥글둥글하는 게 좀 제일 좋은 역량인 것 같기도 하고
그리고 저희 실수하는 게 좀 커요 실수를 하면 많은 리스크들이 벌어지기 때문에 사소한 실수로 시작되는 것도 많으니까 꼼꼼하게 하는 게 제일 중요한 것 같아요. 꼼꼼하게 하는 두 가지 정도 꼼꼼하게 하는 거랑 소통 능력 이 정도 두 가지인 것 같아요.
9. 업무를 하면서 반도체 산업에서 해당 직무가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하시나요? 
· 사실 제일 최전선에 있다고 생각하기는 해요. 
저희보다 앞에 있다고 하는 사람들이 설비 기술 설비를 만드는 사람들이긴 한데 사실 설비 기술이랑 공정 기술은 같이 일하거든요. 같이 일해서 그 둘이 제일 최전선에 있는 것 같고 동기들이나 친구들이나 봐도 회로 설계하는 사람도 있을 거고 자체 공정 설계에서 공정 설계하는 애들도 있는데 공정 기술 직무는 진짜 당장 만드는 거에 대해 집중을 해야 되는 제일 최전선에 있다고 생각해서 분명 더 회사가 크기 위해서는 설계도 잘 해야 되고 그런 것도 당연히 중요하긴 한데 당장 이걸 잘 만들어야 어떻게 잘 설계해도 지금 이걸 잘 만들어내야 얻을 수 있는 거니까 제일 중요한 것 같아요.
10. 협업을 할 때 주로 협력하는 팀은 어느 직무이고 협업에서 해당 직무의 역할은 무엇인가요?
· 설비하시는 분들이랑 제일 많이 하는 것 같아요. 설비하시는 분들이랑 사실 같은 팀이에요. 보통 라인 안에 많이 계세요. 설비분들은
같은 팀에서 직무만 나뉘는 거기 때문에 임플란트 팀에서 설비 기술이랑 공정 기술로 나뉘는 거라서 같은 팀이라고 봐도 돼요. 거기는 협력한다고 보기도 애매할 정도로 그냥 같은 팀이라 설비 기술 팀들이랑 되게 많이 하고 
· 제조는 그냥 제조 사원들은 잘 물량 뽑아내는 게 제일 우선인 사람들이에요. 
· 모듈 쪽 사람들, 모듈이 뭐냐면 그 반도체를 만들어 갈 때 핀을 쌓아가는 모듈이 있고 그 뒤에 후에 막지를 쌓아서 금속 올리는 그런 단들이 있잖아요. 그런 단들에 대해서 관리하는 건데 그 사람들이랑 좀 많이 관리를 하죠. 그 사람들도 공정이랑 이런 거에 대해서 관리를 하는데 저희랑 포토랑 이런 사람들이 이것저것 하는 거다고 하는 걸 개인으로 본다고 하면 그 사람들은 이거를 다 합쳐서 보는 사람들이에요. 사실 그래서 협력 요청해서 그렇게 하는 건 별로 없는 것 같고 도움 요청 이거 좀 봐주세요. 해 주세요.
· 아까 말했다시피 계속 모니터링을 해야 되기 때문에 계측을 한단 말이에요. 
산화막을 올리면 두께가 어느 정도 되는지 그리고 rs 레지스트는 어떻게 되는지 이런 걸 다 찍어봐야 되는데 그게 안 찍히면 또 문제가 있거나 찍는 기계 계측기가 문제가 있으면 또 계측 팀들한테 많이 물어봐야 되고 해서 계측 팀들이랑도 많이 연락을 하는 것 같아요.
11. 해당 직무에 근무하기 위해 가져야 할 태도나 마음가짐은 무엇이 있나요?
· 애정 회사에 대한 애정인 것 같아요. 
동기 중에 지금 얼마 전 퇴사한 애가 있는데 그렇게 이미 마음이 떠 있더라고요 자기랑 안 맞는 것 같다. 근데 그것도 사람 마음 가짐에 다 달린 것 같아서 지금 이 회사에 애정이 있으면 사실 어느 정도 힘들어도 감안하고 하는 것 같거든요. 전 그래서 전 회사 다녔던 게 좀 큰 도움이 된 것 같아요. 그 회사랑 비교하면서 지금의 회사에 대한 좋은 게 있기 때문에요.
개인적인 질문
1. 직장 내에서 사람 때문에 힘든 일들이 있나요?
· 사람으로 있죠. 있을 수밖에 없죠. 저희가 실수를 하면 그러니까 교대 근무를 하는 동안 그 사람들은 책임급들, 과장급들이죠. 그런 사람들이 퇴근하고 나서 교대 근무 라인은 계속 돌아가야기 때문에 24시간 교대 근무를 하잖아요. 그 중간에 실수가 나오거나 다르게 판단을 해서 로스가 생겼다거나 하면 저희 팀은 아침마다 아침 미팅을 하거든요. 
아침 미팅 하면서 이거 왜 또 실수했냐 잘못했냐 약간 이렇게 하는데 저는 근데 그게 괜찮았어요. 그 정도면 그럴 수 있지 했는데 그걸 또 싫어하는 사람이 있더라고요 그래서 저는 사람으로는 크게 없는 것 같아요. 심각하진 않아요. 그래도
· 좋은 점은 저희 팀은 되게 다들 빨리 퇴근하는 편이라서 교대 근무만 아니면 할 일만 끝나면 다 그냥 5시 퇴근이지만 자율 출퇴근이거든요. 그래서 뭐 일 있으면 4시에도 그냥 가도 되고 4시 반에 또 가도 되고 그 시간만 채우면 돼서 그건 되게 좋은 것 같아요. 
사람으로는 별로 스트레스 안 받는 것 같아요.
2. 삼성전자에서 사내 창업 지원을 해주는 것으로 알고 있는데 사내 창업 지원과 관련해서 자세히 알려주실 수 있나요?
3. 삼성전자만의 기술이 유출되지 않도록 쓰는 서약서 같은 게 있나요?
· 그렇죠 다 써요 그런 서약서들은 다 쓰고 저희는 보안이 되게 심해가지고 되게 심해서 보안이 되게 심해요. 저도 그래서 맨날 카메라에 스티커 이런 거 붙여놓거든요. 
나중에 교육도 되게 많이 해요. 한 분기별로 한 번씩 교육도 계속 들어야 되는 것도 있어요. 유출하면 진짜 말도 안 되는 돈을 저희가 내야 될 수도 있어서. 
4. 워라밸은 어느 정도로 실천되고 있다고 생각하시나요?
· 일단 멀어서 평택이라는 점이 워라벨로는 별로 안 좋은 것 같아요. 
· 그래도 이것도 진짜 팀마다 너무 달라요 어떤 팀은 야근도 많이 한 팀도 있는데 저희 팀은 교대 근무만 아니면 늦게 출근해도 되고 그래도 그게 선이 있겠지만 어느 정도 늦게 출근해도 되고 빨리 퇴근해도 되고 있어서 워라벨은 되게 좋은 것 같아요.
저는 지금 되게 만족해요. 전 회사랑 맨날 비교를 해서 그런지 그때는 야근을 되게 많이 했거든요. 
그리고 그런 장비사들은 야근을 해야 그만큼 벌어가지고 야근을 싫지만 할 수밖에 없었어요. 
그만큼 돈을 벌어야 되기 때문에 지금 워라벨 되게 좋은 것 같아요. 
보통 근데 다른 사람들 봐도 아무리 야근을 한다고 해도 그렇게 오래 하진 않아요.
진짜 몇몇은 하겠지만 공정 기술이라고 하면 그렇게 오래 안 해요.
· 교대 근무하는 것도 교대 근무가 힘들지는 않냐는 질문을 되게 많이 받는데 나름 괜찮아요. 맨날 하는 게 아니기 때문에 그것도 되게 팀마다 달라요. 
· 동기는 3주 3주 이렇게 하거든요. 
데이(6시~ 2시), 스윙(오후 2시~오후 10시), 지와이(오후 10시~아침 6시), 중간에 주말도 당연히 특근
데이 일주일 스윙 일주일 지와이 일주일 해서 3주를 교대 근무를 하고 나면 나머지 다시 그 3주는 오피스 근무를 하는 거죠. 
그냥 원래 8시 출근 5시에 퇴근하는 것처럼 그렇게 하는 팀들이 있고 데이가 아예 없는 팀들이 있고 스윙이랑 지와이만 있는 팀들이 있고 저희는 그냥 그날그날 달라요. 그렇게 유동적으로 있어서
근데 한 번씩 그렇게 교대 근무하는 거는 괜찮은 것 같아요. 지와이 밤새 하는 것도 막상 해보면 나쁘지 않아요. 괜찮은 것 같습니다. 사람마다 다르겠지만
5. 그럼 뭐 이직을 한다고 하면은 그런 게 뭔가 있나요? 이직에 제한이 있다던가.
· 아니 그런 건 또 아닌 것 같아요. 왜냐면 요즘에는 좀 덜한데 한창 삼성이랑 하이닉스에서 왔다. 
갔다. 할 때 있거든요. 직원들이 삼성에서 하이닉스로, 하이닉스에서는 삼성으로 오고 근데 사실 그런 이직을 하면서 당연히 들고 오는 건 없겠지만 머릿속에는 어쩔 수 없이 있잖아요. 
근데 그거 가지고 그렇게 크게 되는 건 안 되는 것 같아요. 
상관없는 것 같아요.
왜냐하면 다 비슷하기 때문에 어차피 그런 거 가지고는 뭐라고 안 한다. 그리고 오히려 도움이 되죠. 
이직을 오는 입장에서는 만약에 하이닉스로 가는 거면 삼성에서 일하다 왔으면 그래도 아예 신입보다는 아는 게 좀 다르게 있으니까 더 좋아하고. 이직에 도움이 되지 방해는 안 된다. 요즘에 신입사원분들 들어오시는 거 봐도 저 때도 그렇고 생 신입보다는 중고 신입이 압도적으로 많아요.
[국민대학교 주니어코렙 10기 공조팀 질문지]
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반도체 산업에 관한 질문
1. 반도체 산업의 전망은 앞으로 증가할지, 감소할지 어떤 방향으로 예상하시나요?
· 당장은 하락세 인 것 처럼 보이지만 결국 반도체는 전세계 산업의 핵심이기 때문에 증가하는 것은 당연하다고 생각한다.
2. 현재 반도체 산업이 하락세를 나타내고 있는데 공정기술 엔지니어로서 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시나요?
· 공정 엔지니어는 항상 품질 및 수율 향상을 위해 노력을 기울여야한다. 하지만 산업이 하락세일 때는 매출, 영업이익이 낮아져 회사에 직접적인 타격이 있기 때문에 원가 절감에 노력해야하는 부분이 있다. 예를 들면 공정에 사용되는 소재의 사용량을 감소시키거나 원가가 낮은 대체 소재를 사용하는 등등이 있다. 따라서 현 상황에서는 원가절감을 하면서 동시에 동일한 혹은 그 이상의 품질을 도달할 수 있는 혁신적인 방법을 생각하는 것이 중요하다고 생각한다.
3. 현 반도체 산업의 동향과 관련해 회사내 분위기는 어떤가요?
· 실제로 작년 이맘때쯤 보다 확실히 생산하는 수가 줄었다. 하지만 일시적인 현상이고 미래를 위해 계속해서 증설을 하고 있는 상황이다.
삼성전자 기업에 관한 질문
1. 삼성전자만의 차별점을 지닌 반도체 공정 기술이 있다면 설명해주실 수 있나요?
· 사실 다른 회사를 다녀보지 않았기 때문에 차별점은 알기 어렵다. 그래도 타사 보다 3나노 양산을 먼저 시작했다가 최근에 있어서 차별점인 것 같다. 
2. 삼성전자에서 근무하시면서 가장 만족하는 직원복지에는 무엇이 있나요?
· 나름 맛있는 무료 삼시세끼 , 출퇴근 셔틀이다. 의식주 중 2가지가 굉장히 편안 해진다.
3. 현재 근무지는 어디에 위치해 있나요?
· DS에는 기흥,화성,평택 캠퍼스가 있는데 기흥에서 근무중이다.
직무에 관한 질문
1. 현재 직무가 구체적으로 어떤 일을 하는 직무인가요?
· 수율에 영향을 주는 계측 및 DEFECT TREND MONITORING
· 정해진 SPEC이나 기존의 TREND(경향)을 벗어나는 계측 값 및 DEFECT의 개수가 지속되는 Issue가 생길 경우 원인 분석 후 개선
· 제품 담당자와 협의하여 수율을 개선하는 공정 RCP 개발
· 원가 절감 및 생산성,품질 향상을 위한 공정 RCP 개발
· 24시간 LINE SUSTAIN(SHIFT 업무) 
SHIFT 업무를 하며 실시간으로 이상 점이 생긴 WAFER 및 설비 즉 조치

2. 업무 중에서 가장 어렵다고 느낀 일이 무엇인가요?
· Issue가 발생했을 경우 원인을 찾기 어려울 때
3. 하고 계신 직무에 대한 만족도가 어느 정도인가요?
· 어느정도 만족하는 편이다. 하지만 사람마다 힘듦의 기준이 다르기 때문에 불만족하는 사람도 많다.
4. 직무 수행 중 발생할 수 있는 가장 대표적인 업무 문제는 무엇인가요?
· Issue가 발생했을 경우 원인을 찾기 어려울 때
5. 업무 중 가장 흥미로운 일은 무엇인가요? 
· Issue가 발생했을 경우 원인을 분석하고 해결했을 때
6. 대학교에서 배운 과목들 중 지금 하고 계신 일에 가장 도움이 많이 되는 과목이 무엇인가요?
· 반도체 공학, 반도체 공정과 관련 있는 과목들(반도체 제조 공정 등등)
7. 어떤 자격증을 취득해야 이 직무를 수행하는데 도움이 될까요?
· 반도체와 직접적으로 관련되어 있는 자격증은 찾기 어렵다. 또한 대부분 합격자한테 자격증이라고 할 만한 건 없는 것 같다. 구체적인 자격증보다는 학교 과목이나 팀 프로젝트에서 주어진 것을 열심히 하는게 중요하다.
8. 직무를 하는데 도움이 되는 교내, 외 활동이 있을까요?
· 반도체 공정실습으로 실제 FAB 경험 및 반도체 공정에 대한 심화 학습을 하는 것이 도움이 된다.
· 여러 팀 프로젝트를 하면서 문제를 발견 및 원인을 분석하고 개선하는 경험을 많이 쌓는 것이 중요하다.
9. 공정기술 업무에 필요한 주요 역량에는 무엇이 있을까요?
· 분석적 태도 : 공정 기술 직무는 Issue를 해결하는 직무이기 때문에 분석적인 태도로 원인을 분석하고 개선해본 경험이 많은 것이 중요하다.
· 꼼꼼함 : 공정 RCP에서 작은 숫자 하나라도 틀리면 그 RCP가 적용 되어 있는 공정은 모두 잘못된 공정으로 진행한다. 굉장히 큰 품질사고로 이어질 수 있기 때문에 실수 하지 않는 꼼꼼함이 필요하다.
10. 업무를 하면서 반도체 산업에서 해당 직무가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하시나요? 
· 공정 기술 직무는 실제 공정을 진행할 수 있냐 라는 큰 기로에 있기 때문에 굉장히 중요하다고 생각한다. 다만 어느 하나 중요하지 않는 직무가 없다. 한 직무라도 부족하면 결국 반도체는 완성되지 못한다.
11. 협업을 할 때 주로 협력하는 팀은 어느 직무이고 협업에서 해당 직무의 역할은 무엇인가요?
· 설비 Engr와 주로 협력하게 된다. 설비 Engr는 설비를 유지보수하고 관리하는 동시에 설비적인 개선점을 고안해내고 해결하는 역할을 한다. 반도체 공정 Issue는 결국 설비로부터 기인하는 부분이 크기 때문에 함께 협력 해야 하는 굉장히 중요한 직무이다. 
12. 해당 직무에 근무하기 위해 가져야 할 태도나 마음가짐은 무엇이 있나요?
· 어느 직무를 봐도 같을 것 같지만 하나라도 더 해보려고 하고 열심히 하려는 태도이다. 
개인적인 질문
1. 직장 내에서 사람 때문에 힘든 일들이 있나요?
· 같은 부서 내 사람들은 다행히 힘들게 하는 사람은 없는 것 같다. 다만 다른 부서와 의견이 좁혀지지 않아 결론이나 해결이 되지 않는 것이 힘든 것 같다.
2. 삼성전자에서 사내 창업 지원을 해주는 것으로 알고 있는데 사내 창업 지원과 관련해서 자세히 알려주실 수 있나요?
· C-LAB이라는 대표적인 사내 창업 지원제도가 있는 것으로 알고 있다. 다만 무선이나 다른 부문 위주로 진행되고 있는 것으로 알고 있다. DS 부분에서도 독자적으로 A-LAB 이라는 창업 지원 제도를 메일로 몇 번 본거 같은데 실제 반도체와 직접적으로 관련 되어 있는 아이템만 해당되는 것 같다.
3. 삼성전자만의 기술이 유출되지 않도록 쓰는 서약서 같은 게 있나요?
· 입사할 때나 재택 교육 등을 할 때 기술유출 관련 보안 서약서를 작성한다. 또한 출구 GATE에서 항상 모든 짐을 검사하기 때문에 기술 유출은 거의 없을 것 같다.
4. 워라밸은 어느 정도로 실천되고 있다고 생각하시나요?
· 부서마다 다르겠지만 저희 부서는 자율 출퇴근제를 하고 있다. 그래서 대부분 9시 이후에 출근하고 퇴근도 눈치 안 보고 원할 때 한다. 다만 24시간 공정이 진행되기 때문에 변형교대를 하고 주말에도 필수적으로 한달에 2일 정도 출근 해야 한다.
[국민대학교 주니어코렙 10기 공조팀 질문지]
요청에 응해주셔서 감사합니다. 
질문은 부담 없이 답변 가능하신 질문에만 답을 해주시면 됩니다.
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반도체 산업에 관한 질문
1. 반도체 산업의 전망은 앞으로 증가할지, 감소할지 어떤 방향으로 예상하시나요?
2. 현재 반도체 산업이 하락세를 나타내고 있는데 공정기술 엔지니어로서 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시나요?
3. 현 반도체 산업의 동향과 관련해 회사내 분위기는 어떤가요?
· 좋지는 않습니다
삼성전자 기업에 관한 질문
1. 삼성전자만의 차별점을 지닌 반도체 공정 기술이 있다면 설명해주실 수 있나요?
- 대외적으로 알려져 있는 기술 외적으로는 따로 말씀 드리기 어려울 것 같아요

2. 삼성전자에서 근무하시면서 가장 만족하는 직원복지에는 무엇이 있나요?
- 하루 3끼를 다 회사에서 공짜로 먹을 수 있다는 것, 사내 셔틀이 잘 되어 있다는 점이 생활하는데 있어 가장 만족스럽습니다. 
아무래도 평택에 본가가 있지 않은 이상 기숙사나 회사 근처에서 자취하는 분들이 많은데 자취생 입장으로서 두가지가 가장 만족스러운 것 같아요.

3. 현재 근무지는 어디에 위치해 있나요?
-  평택 P2 에서 근무중입니다.
직무에 관한 질문
1. 현재 직무가 구체적으로 어떤 일을 하는 직무인가요?
- 반도체 공정 중 포토공정 업무를 담당하며, 생산성과 품질을 향상시키기 위한 직무입니다. 
회사 홈페이지에 정확히 직무를 설명해놓은 것 같은데,
> 반도체공정기술 (Foundry사업부) | 삼성전자 DS부문 | 반도체 채용 홈페이지 (samsung-dsrecruit.com)
저는 그 중 아래 2가지 업무를 많이 다뤄봐서 아래 두가지 업무에 대해 간략히 말씀 드리겠습니다.
1) 신제품 양산을 위한 공정 최적화
- 신제품이 들어오면 PHOTO 공정에서는 공정조건을 조절하여 최적화된 조건을 찾습니다. 조건을 확보해야 반도체를 양산할 수 있기에, 신입사원으로 입사하게 되시면 가장 먼저 배우는 업무 중 하나 입니다.
2) 공정별 측정된 Data의 정기 모니터링을 통한 불량 해결 및 품질 관리
- 위에 말씀드린 것 처럼 최적화된 조건으로 반도체를 생산하면 PHOTO 공정에서는 계측 DATA 값이 발생합니다. 대표적인 예를 들자면 반도체 선폭이 있겠죠? 이 계측 DATA들을 모니터링하면서 불량은 없는지, 있다면 왜 불량이 발생했는지를 TRACE하며 불량을 개선하는 업무를 하게 됩니다.

2. 업무 중에서 가장 어렵다고 느낀 일이 무엇인가요?
- 교대근무시 한 번에 많은 업무를 처리해야할 때가 많아서 그게 가장 어려웠습니다. 공정 엔지니어가 처리해야하는 기본 업무 + 설비 엔지니어, 제조사원분들이 확인해달라고 하는 업무들도 있어서 쏟아져 나오는 업무들에 빠르고 정확한 판단이 요구되는 일이 많습니다. 

3. 하고 계신 직무에 대한 만족도가 어느 정도인가요?
· 아직은 배워야 할 업무가 많은 단계라 상중하 중에 중 정도 된다고 할 수 있을 것 같아요 반복적인 업무를 주로 맡고 있는데, 좀 더 팀에 도움이 되는 업무를 맡게 되면 힘은 들겠지만 그만큼 업무 만족도는 올라갈 것 같아요

4. 직무 수행 중 발생할 수 있는 가장 대표적인 업무 문제는 무엇인가요?


5. 업무 중 가장 흥미로운 일은 무엇인가요?

6. 대학교에서 배운 과목들 중 지금 하고 계신 일에 가장 도움이 많이 되는 과목이 무엇인가요?
	- 집적회로공정 & 반도체공학 2가지입니다
반도체 공학은 반도체 원리를 이해해야하는데 필수적이고, 집적회로 공정은 포토공정과 타 공정간의 연관성 및 전체적인 반도체 공정의 흐름? 순서를 이해하는데 있어 필수입니다.
 
7. 어떤 자격증을 취득해야 이 직무를 수행하는데 도움이 될까요?
- 자격증은 크게 필요하지 않다고 생각합니다. 업무 효율성을 생각한다면 엑셀을 잘 다루시면 도움이 될 것 같아요

8. 직무를 하는데 도움이 되는 교내, 외 활동이 있을까요?
- 교내에 캡스톤 디자인이나 많은 공학설계 대회가 있을텐데, 최대한 많은 설계나 대회에 참여해보시는 것이 좋습니다 이유는 아래 9번에 말씀드린 내용과 연결됩니다.

9. 공정기술 업무에 필요한 주요 역량에는 무엇이 있을까요?
- 위에서 말씀드렸다 싶이 불량발생시 그 원인을 TRACE하는 업무가 많이 필요하기 때문에 공학설계나 프로젝트를 많이 해보시면서 문제가 발생했을 때 그 원인을 찾고 해결해나가는 역량이 요구된다고 생각합니다.
- 포토공정 업무를 직접적으로 접하기에는 아무래도 어려움이 있고, 포토공정에 대한 전반적인 이해 & 위에 말씀드린 역량이 필요한 것 같아요

10. 업무를 하면서 반도체 산업에서 해당 직무가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하시나요? 
- 많은 비중을 차지하는데, 특히 포토공정은 MAIN 공정 중 하나이기에 체감상 더 크게 느껴져서 업무를 하실 때 많은 책임감이 필요한 것 같습니다.
11. 협업을 할 때 주로 협력하는 팀은 어느 직무이고 협업에서 해당 직무의 역할은 무엇인가요?
설비 엔지니어, 제조분들과 업무적으로 소통할 일이 많습니다.	
설비 엔지니어의 경우 반도체를 생산하다가 설비에 문제가 생겼을 시, 생산하던 반도체에 문제가 없는지 공정기술 엔지니어가 확인해야하고 
제조분들께서는 생산성 향상이 업무에 가장 큰 부분이기에 반도체생산에 딜레이가 생기지 않도록 공정기술 엔지니어가 챙겨주어야하는 부분이 있습니다.

12. 해당 직무에 근무하기 위해 가져야 할 태도나 마음가짐은 무엇이 있나요?
- 어느 직무나 마찬가지겠지만 책임감이 필요하고 회사에 배워야할 업무가 끊임이 없어서 배우고자 하는 의지가 필요합니다. 한 번 배우고는 이해도 안되고 업무에 바로 적용하기 힘든 부분이 많은데 포기하지 않고, 자신의 것으로 만들 수 있는 그런 끈기가 요구될 것 같아요

개인적인 질문
1. 직장 내에서 사람 때문에 힘든 일들이 있나요?
- 감사하게도 다들 좋으신 분들과 일하고 있어서 일이 힘들어서 그렇지 사람 때문에 힘든 적은 없었습니다. 부서 분위기도 너무 좋아요

2. 삼성전자에서 사내 창업 지원을 해주는 것으로 알고 있는데 사내 창업 지원과 관련해서 자세히 알려주실 수 있나요?
	- 제가 창업에 관심이 없어서 이 부분은 잘 모르겠습니다


3. 삼성전자만의 기술이 유출되지 않도록 쓰는 서약서 같은 게 있나요?
- 기억이 잘 안나는데, 서약서 같은 건 따로 적진 않았던 것 같고 보안이 중요해서 사내에서 보안 강조를 많이 하고 있습니다.

4. 워라밸은 어느 정도로 실천되고 있다고 생각하시나요?
- 일단 한달에 주말 2일은 출근해야하고, 포토공정엔지니어는 다른 공정 엔지니어보다도 교대근무 주기가 힘든 편입니다.... 대신 교대근무시에는 퇴근시간이 정해져있어서 퇴근 후 개인 시간을 잘 활용하신다면 워라밸은 챙기실 수 있겠지만 반도체 업에서 일하는 이상 워라밸은 어느정도는 포기해야한다고 생각합니다 
[국민대학교 주니어코렙 10기 공조팀 질문지]
요청에 응해주셔서 감사합니다. 
질문은 부담 없이 답변 가능하신 질문에만 답을 해주시면 됩니다.
1월 17일까지 보내주시기 바랍니다.
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반도체 산업에 관한 질문
1. 반도체 산업의 전망은 앞으로 증가할지, 감소할지 어떤 방향으로 예상하시나요?
→ 앞으로 반도체 산업의 전망은 지금보다도 밝다고 할 수 있을 것 같습니다. 현재 제일 핫한 이슈인 자율주행 자동차, 자동화 등의 기술이 더 발전한다면 해당 산업에 더 필요한 것이 반도체 칩이라고 생각합니다.
2. 현재 반도체 산업이 하락세를 나타내고 있는데 공정기술 엔지니어로서 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시나요?
→ 무엇보다도 수율이라고 생각합니다. 물론 가격 경쟁, 수주 등도 중요한 문제지만 현업에서 느낀 반도체 산업의 가장 큰 Key는 수율이라고 생각합니다. 수율을 올려야 가격 경쟁력이 올라가고 수주를 더 많이 따올 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다.
3. 현 반도체 산업의 동향과 관련해 회사내 분위기는 어떤가요?
→ 위에서 언급한대로 반도체 산업은 더 발전할 가능성이 무궁무진하지만 현 회사 분위기는 좋지 않습니다. 경쟁사 대비 수율 및 성능의 차이가 있는 것으로 보여 경쟁사 대비 높은 수율과 Performance를 확보하는 것이 시급합니다.
삼성전자 기업에 관한 질문
1. 삼성전자만의 차별점을 지닌 반도체 공정 기술이 있다면 설명해주실 수 있나요?
→ 경쟁사 기술력을 알 수가 없어 삼성전자만의 차별점에 대해 공유드리기엔 한계가 있습니다. 경영진이나 팀장 직급 정도 된다면 모를까 사원,선임의 레벨에서는 알 수가 없습니다.
2. 삼성전자에서 근무하시면서 가장 만족하는 직원복지에는 무엇이 있나요?
→ 복지는…… 요즘 타사 대비 좋아진 복지가 뭔지 잘 모르겠습니다. 좋은 날이 오지 않을까요…? 그나마 ‘타사에는 없는 복지’라 하면 에버랜드, 캐리비안베이를 조금 싸게 갈 수 있다는 점..?
3. 현재 근무지는 어디에 위치해 있나요?
→ 삼성전자 반도체 사업부 근무지는 크게 기흥/화성/평택 국내엔 3개 캠퍼스가 있습니다. 저는 현재 평택 사업장에 있으나 1/16일자로 기흥 사업장으로 발령받아 자리 옮길 예정입니다.
직무에 관한 질문
1. 현재 직무가 구체적으로 어떤 일을 하는 직무인가요?
→ 공정 엔지니어는 크게 품질/생산 업무를 주로 한다고 보시면 됩니다. 
품질 – 궁극적으로는 수율 및 Performance를 상향 시키는 일을 수행함, 이를 위해 Defect 제어 및 Structure를 제대로 구현이 필요. 설비 내 Recipe 개선 혹은 불량 모델링 수립 후 개선 활동.
수율 – 단위 공정에서의 최대 생산을 위해 Recipe 개선 혹은 설비 Trace 등의 활동. Sustain 업무를 통한 24시간 공정 업무 대응(Shift 업무)
2. 업무 중에서 가장 어렵다고 느낀 일이 무엇인가요?
→ Defect 제어 및 불량 개선이 가장 어려운 일이라고 생각합니다. 갑자기 불량 발생되어 유관부서 확인 요청이 오는 상황에서 Foundry 사업 특성상 빠르게 대응하고 개선해야 하는 업무이기 때문에 가장 시간이 많이 소요되고 해결하기 어려운 업무라고 생각합니다.
3. 하고 계신 직무에 대한 만족도가 어느 정도인가요?
→ 현재 하고 있는 직무에 대해서는 크게 만족하는 편입니다. 분석 Tool도 다양하게 사용하고 있고, 해당 직무를 수행하기 위해 생각보다 많은 공부가 필요한 상황이긴 합니다. 하지만 성취했을 때의 성취감이 있어서 만족하는 편입니다.
4. 직무 수행 중 발생할 수 있는 가장 대표적인 업무 문제는 무엇인가요?
→ 위에서 언급한대로 불량 발생 시 유관부서 대응이 큰 문제라고 볼 수 있습니다. 타부서 협업도 필요한 상황이며 윗선 어디까지 공유가 될 것인지도 신경을 써야 하기 때문에 최대한 신속하고 정확하게 해결해가며 대외 부서 공유가 필요한데 유관부서에서 답변이 잘 안오는 경우가 있습니다.
5. 업무 중 가장 흥미로운 일은 무엇인가요?
→ 분석을 토대로 개선 업무를 진행해야하는 상황에서 분석 했을 때 답이 나오는 경우가 많지 않으나 불량이 어디서 유발되는지 답을 찾은 상황이 가장 흥미로운 순간이라고 할 수 있을 것 같습니다.
6. 대학교에서 배운 과목들 중 지금 하고 계신 일에 가장 도움이 많이 되는 과목이 무엇인가요?
→ 솔직히 이 직무(Clean 공정)에 도움이 되는 대학교 과목은 거의 없었다고 할 수 있습니다. 하지만 8대 공정 업무를 수행하는 담당자들이 담당하는 부서의 공정만 알고 업무를 수행하기엔 한계가 있습니다. 8대 공정에 대해 얕아도 넓은 지식이 있는 것이 좋다고 생각하는데 그런 의미에서 반도체 공학, 반도체 공정 등의 수업은 도움이 된다고 할 수 있습니다.
7. 어떤 자격증을 취득해야 이 직무를 수행하는데 도움이 될까요?
→ 위에서 언급한대로 필요한 역량을 한 두가지로 정의할 수 있는 상황이 아니라서 자격증에 스트레스 받을 필요는 없을 것 같아요. 하지만 취업을 준비하는 상황이라면 기본적인 자격증은 취득해 놓는 것이 좋을 것 같습니다.
8. 직무를 하는데 도움이 되는 교내, 외 활동이 있을까요?
→ 요즘 교내,외 활동이 어떤 활동들이 있는지 잘 몰라서 정확히 답변을 드리기가 어려울 것 같습니다. 하지만 주니어 CoREP이라든지 혹은 CoREP 활동도 자소서에 잘 녹여낼 수 있는 것 같아요. 사실 활동을 한다고 되는게 아니라 어떻게 풀어서 설명할 수 있는지가 중요한 것 같거든요. 자소서, 면접 둘다 어떤 Source로 어떻게 풀어나가는지에 따라 질문이나 혹은 면접관들이 생각하는 경우가 많이 다른 것 같습니다.
하지만 활동을 추천해달라고 하시면 반도체 관련 활동들을 추천하고 싶습니다. 특히 면접에서 많이 보는 내용 중 하나가 전문성이거든요. 위에서 언급한대로 활동을 많이 하는 것이 중요 하다기보다는 어떻게 풀어 나가는지를 잘 생각해보세요.
9. 공정기술 업무에 필요한 주요 역량에는 무엇이 있을까요?
→ 보통 공정 기술 직무를 하지 않아도 회사에서 필요한 역량은 다 똑같다고 생각합니다. 업무 특성상 불량 Trace 업무가 있다 보니 분석력 혹은 분석에 활용되는 Tool을 사용할 수 있는 역량이라면 좋을 것 같습니다. (Big Data를 활용할 수 있는 Excel, Python 등). 혹은 비슷한 경험이 있다면 잘 정리해서 취업할 때 써먹었으면 좋겠네요.
10. 업무를 하면서 반도체 산업에서 해당 직무가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하시나요?
→ 반도체를 1개 제품을 생산하는데 많은 Resource가 투입됩니다. 제조, 제품 담당자, 각 단위 기술의 공정 업무, 설비 업무 등 어느 하나 중요하지 않은 직무는 없다고 생각합니다. 예를 들어 당장 Clean 공정 엔지니어가 없다고 하면 수율, 불량, Defect 등의 Trace가 Clean 관점에선 되지 않는다는 사실이 굉장히 중요한 Issue가 될 수 있다고 생각이 됩니다. 어느 하나 중요하지 않은 직무는 없는 것 같아요.
11. 협업을 할 때 주로 협력하는 팀은 어느 직무이고 협업에서 해당 직무의 역할은 무엇인가요?
→ 주로 협력하는 팀은 Issue의 내용에 따라 다릅니다. 예를 들면 수율 문제인 경우 제품 담당자들이 1차 Trace를 한 후 각 단위 기술 공정에 문의를 하기 때문에 이런 경우엔 제품 담당자와 주로 협력합니다.
Defect이 다발한 경우 Defect 담당인 DE 부서와 협업을 하고, 설비의 문제가 있는 경우 설비팀 혹은 제조 담당자가 협력하는 부서가 될 것입니다.
반도체 산업에서 어떤 특정 부서와 협업하는 것은 거의 없었던 것 같아요. 제 경험상으로도 8대 부서, DE, 제품 담당자, QA, 제조 담당자, CS, 기술영업 부서와 협업한 이력이 있습니다.
12. 해당 직무에 근무하기 위해 가져야 할 태도나 마음가짐은 무엇이 있나요?
→ 위에서 언급한 역량 외에도 가져야할 태도나 마음가짐은 다 똑같은 것 같아요. 포기하지 않는 근성, 적극적인 태도, 배우려는 의지 등이 있다면 좋겠죠? 특히 취업 준비를 하는 입장에서 생각해봐야할 마음가짐이 신입 사원의 마음가짐인데 선배들의 입장에서도 어떤 태도나 마음가짐이 있는 신입사원을 받고 싶은지 한번 생각해보면 좋을 것 같습니다.
개인적인 질문
1. 직장 내에서 사람 때문에 힘든 일들이 있나요?
→ 어느 직장이나 사람 때문에 힘든 사람들이 있을 거라고 생각합니다. 선배든 후배든 상대하기 쉽지 않은 사람이 있습니다. 하지만 엄청 스트레스 받는 정도는 아니라고 말씀 드릴 수 있을 것 같네요.
한 번 고민해보시면 좋을 것 같아요. 내가 어떤 후배면 선배들이 좋아할지 어떤 선배면 후배들이 잘 따를지 한 번 고민해보시면 답이 나올 것 같습니다.
2. 삼성전자에서 사내 창업 지원을 해주는 것으로 알고 있는데 사내 창업 지원과 관련해서 자세히 알려주실 수 있나요?
→ 사내 창업 지원은 들어본 적이 없습니다… 창업 지원 해주면 인력 유출인데 안해줄 것 같은 느낌입니다.
3. 삼성전자만의 기술이 유출되지 않도록 쓰는 서약서 같은 게 있나요?
→ 네 있습니다. 연봉 계약서 사인 시 연봉 유출 금지 및 당사 기술 유출 관련 서약서 작성이 필요합니다.
4. 워라밸은 어느 정도로 실천되고 있다고 생각하시나요?
→ 부서마다 다르겠지만 공정 기술 직무는 보통 “변형 교대”라는 업무 형태를 가지고 있습니다. 일주일에 하루이틀정도 시프트 업무 나머지는 오피스 근무, 야간 근무 시에는 6일 연속 야간근무 등의 업무 형태를 지니고 있습니다. 워라밸은 나쁘지 않은 편이라고 할 수 있을 것 같습니다. 요즘 신입 친구들도 일이 있으면 본인의 업무를 끝내고 (즉 8시간 채우지 않아도) 퇴근 하는 경우가 있습니다.


개인적인 질문
Clean공정이라 하셨는데 포토공정과 어떤 연결점이 있는지?
→ 반도체 공정에 대해 어느 정도 알고 있고 이해를 하셨는지 궁금합니다. 예를 들면 Photo 공정이 진행되는 경우 삼성전자에서는 Photo 공정 전 Pre Clean을 진행합니다. PR을 Depo – Pre Clean – Photo – Etch – Clean 보통 한 가지 Patterning을 할 때 해당 공정들이 진행이 되기 때문에 Photo 공정 하나에 PR depo, Etch, Clean 공정이 연결이 된다는 특성이 있기 때문에 직접적인 연관이 있습니다. 또한 Photo 공정은 아시다시피 Patterning이 잘 안된 경우 Etch 공정 전 Pattern을 제거한 후 다시 Photo 공정을 진행할 수 있습니다. 이런 경우에도 Clean 공정을 무조건 진행 해야하기 때문에 Photo 공정에서도 Clean은 서로 중요한 공정이 되는 것이죠. 8대 부서 및 제품 담당자들도 이런 사유로 중요한 연결 고리가 있습니다. 
[국민대학교 주니어코렙 10기 공조팀 인터뷰 답변 내용]
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반도체 산업에 관한 질문
1. 반도체 산업의 전망은 앞으로 증가할지, 감소할지 어떤 방향으로 예상하시나요?
· 제 생각에는 증가할 것 같습니다. 뉴스에서도 많이 나오듯이 좋은 시기에는 엄청 잘 나갔다가, 요즘에는 좀 안 좋은 이야기들이 나오는데 이런 식으로 반복되는 사이클이 있고, 어찌됐든 미래 산업에서는 반도체가 중요하고, 컴퓨터나 휴대폰 등이 점점 좋아짐에 따라 당연히 소형화/집적화 되면서 증가할 것이라고 생각합니다.
2. 현재 반도체 산업이 하락세를 나타내고 있는데 공정기술 엔지니어로서 어떤 노력을 기울여야 한다고 생각하시나요?
· 하락세를 보이고 있지만, 다시 또 반등할 것입니다. 오히려 지금 같은 시기에 자기 계발하는 시간이 생길 수 있어서, 개인 역량 측면에서 공부한다면 공정 엔지니어로서 도움이 될지 않을까 생각합니다.
3. 현 반도체 산업의 동향과 관련해 회사내 분위기는 어떤가요?
· 위측에서는 좋을 때도 위기고, 나쁠 때도 위기라고 하기 때문에 딱히 회사내 분위기가 크게 달라지는 건 없어서 가볍게 생각하는 것 같습니다.
삼성전자 기업에 관한 질문
1. 삼성전자만의 차별점을 지닌 반도체 공정 기술이 있다면 설명해주실 수 있나요?
· 대만의 TSMC가 1등이다 하는데, TSMC는 파운더리만 하는 회사이고, 삼성전자는 설계, 디자인, 제조, 파운더리, 패키징 모두 종합적, 독립적으로 하기 때문에 협업에 있어서 장점이 있는 것 같습니다. 설계도 우리 팀이고, 생산도 우리 팀이라 같이 할 수 있다는 것이 좋은 것 같습니다. 
2. 삼성전자에서 근무하시면서 가장 만족하는 직원복지에는 무엇이 있나요?
· 제일 크게 생각하는 직원 복지는 연봉인 거 같고, 회사에서 삼시세끼를 다 무료로 제공하는 것도 큰 복지인 것 같습니다. 사소한 것 같지만, 다른 회사 다니는 친구들을 보면, 밥을 사 먹고 그런 것을 보면 좋은 복지라고 생각합니다.
+ 야간 근무에 관해서: 회사를 들어와보니 어쩔 수 없이 하게 되는데, 야간 근무는 수당이 많이 나와서 금융치료가 됩니다.
3. 현재 근무지는 어디에 위치해 있나요?
· 일단 근무지는 기흥이랑 화성, 평택이 있습니다.
+ 기숙사도 있음.
직무에 관한 질문
1. 현재 직무가 구체적으로 어떤 일을 하는 직무인가요?
· 포괄적으로 설명 드리자면 반도체가 만들어지는 공장에서 문제가 발생하면 문제를 분석하고 어떻게 대처할지 해결방안을 고안해내는 일을 합니다. 생산 라인에서 나온 빅데이터들을 분석해서 정산적으로 진행됐는지 확인하고, 불량이 있다면 해석해내고 함으로써 반도체 품질과 공정을 향상시키는 일을 합니다.
+ 웨이퍼 제조는 말 그대로 평면의 실리콘으로 된 웨이퍼를 만드는 것이고, 8대 공정은 이 웨이퍼를 사와서 반도체 패턴을 만들고 깎고 등등 하는 것입니다. 크게 보면 웨이퍼 제조 – 8대 공정 – 패키징 이라고 볼 수 있습니다.
2. 업무 중에서 가장 어렵다고 느낀 일이 무엇인가요?
· 그래도 저희 과는 학교에서 했던 공부가 업무와 바로 이어지는데도 불구하고 회사에서는 실제로 제품을 만들어내야 하니까 새로운 걸 더 배워야 합니다. 무지한 상태에서 하나부터 열까지 만들어내는 것이 어려웠지만, 이건 시간이 해결해주는 문제라고 생각합니다. 업무의 특성상 문제의 원인을 밝혀내는 것이 어려운데, 반도체 공정이 많으니까 거기 중에 어디서 불량이 발생했는지 찾기가 어렵습니다.
3. 하고 계신 직무에 대한 만족도가 어느 정도인가요?
· 월급날 계좌를 보면 흥미롭고, 만족도는 나름 만족하는 편입니다. 아예 모르는 걸 하는 게 안이라 대학 때 배웠던 것들이고, 사회나 역사 이런 것들을 잘 못해서 이런 식으로 계산하는 게 더 편합니다. 사무직도 원래 원해서, 10점 만점에 7.5 정도로 나쁘지 않습니다.
4. 직무 수행 중 발생할 수 있는 가장 대표적인 업무 문제는 무엇인가요?
· 다른 팀과의 의견을 맞추는 게 어렵습니다. 여러 명의 의견을 합쳐서 하나를 만들어내는 것이 팀플인데, 여기서는 팀별로 나온 의견을 또 모아서 하나로 만들어 결론을 내야하기 때문에 어려운 점이 있습니다.
5. 업무 중 가장 흥미로운 일은 무엇인가요?
6. 대학교에서 배운 과목들 중 지금 하고 계신 일에 가장 도움이 많이 되는 과목이 무엇인가요?
· 4학년 때 수강할 수 있는 과목 중 ‘반도체 8대 공정’ 이라는 말이 들어가는 과목이 교수님은 별로였지만, 과목 자체는 나쁘지 않았고, 많이 도움이 되었습니다. 또한, 타과이지만 전기과 수업 중에 회로 공정이 전자과에서 반도체에 다루는 내용인데, deep한 내용도 있지만, 업무를 할 때에 전반적으로 이해할 수 있게 도움을 주었습니다.
7. 어떤 자격증을 취득해야 이 직무를 수행하는데 도움이 될까요?
· 공기업이 아니라 사기업이라 자격증은 딱히 필요 없었던 것 같습니다. 영어는 당연한 거고, 이외에 ~기사 이런 자격증은 딱히 중요하지 않고 차라리 대외활동이 더 중요합니다. 요새 많이 하는 반도체 공정 실습이나, 데이터 관련한 파이썬 등의 교육 들으면 좋을 것 같습니다. 또, 회사에 들어오면 엑셀을 사용하는 일이 엄청 많아서 엑셀 교육은 무조건 들었으면 좋겠습니다.
8. 직무를 하는데 도움이 되는 교내, 외 활동이 있을까요?
· 교내 활동으로는 주코랑 코랩을 둘 다 했었습니다. 코랩은 공장도 다녀와보고, 산업이 돌아가는 것을 알 수 있었습니다. 반도체와 관련해서 하지는 않았지만, 그래도 도움이 되었습니다.
9. 공정기술 업무에 필요한 주요 역량에는 무엇이 있을까요?
· 가장 기본적으로는 반도체 지식이 필요한데, 3~4학년 때 반도체 과목만 잘 듣고 열심히 공부하면 될 것 같습니다. 협업이 많기 때문에 의사소통 능력이 굉장히 중요해서 동아리 많이 했으면 좋겠습니다. 또, 문제 해결 능력도 중요해서 이와 더불어 호기심이나 해결하려고 하는 끈기까지 함께 필요합니다.
10. 업무를 하면서 반도체 산업에서 해당 직무가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하시나요? 
· 모든 공정 전에 클린 공정이 들어간다고 보면 되기 때문에, 정말 중요합니다. 예를 들어 산화를 한다고 가정하면, 산화 전 세정, 산화 후 세정 이렇게 필요합니다. 
11. 협업을 할 때 주로 협력하는 팀은 어느 직무이고 협업에서 해당 직무의 역할은 무엇인가요?
· 우리 팀은 공정팀이고, 반도체 공정설비 팀이 있는데, 기계들을 다 설비 팀에서 관리를 하기 때문에 이상 발생 시 설비팀에서 연락이 옵니다. 그래서 설비 팀이랑 연락을 많이 하는 것 같고, 이외에도 제품팀이나 분석팀, 제조팀 등 협업이 많이 이루어집니다.
12. 해당 직무에 근무하기 위해 가져야 할 태도나 마음가짐은 무엇이 있나요?
개인적인 질문
1. 직장 내에서 사람 때문에 힘든 일들이 있나요?
· 제가 직접 겪은 적은 없지만, 주변 사람들로 보았을 때, 선배들과 트러블이 생길 수 있습니다. 서로 알려주고 열심히 하자고 하는 과정에서 생길 수 있는데, 다들 착하셔서 힘들어한다 이정도까지는 아니고 사람 때문에 힘들다 그런 건 별로 없는 것 같습니다.
2. 삼성전자에서 사내 창업 지원을 해주는 것으로 알고 있는데 사내 창업 지원과 관련해서 자세히 알려주실 수 있나요?
· 잘은 모르는데, 아이디어 대회 이런 식으로 해서 본 것 같습니다. 교육 프로그램이 많아서 어떤 지원이 있는지 하나하나 찾아보기엔 관심이 없으면 잘 안 하고, 관심이 있어서 찾아본다면 있을 수도 있습니다. 회사 내에서 교육을 지향하는 추세라 자신이 원하면 많이 들을 수 있습니다. 
3. 삼성전자만의 기술이 유출되지 않도록 쓰는 서약서 같은 게 있나요?
· 아무래도 반도체는 보안이 가장 중요하니까 입사했을 때 서약서를 썼던 것 같습니다. 같이 협업하는 회사에서도 서약서 등을 작성합니다. 또, 들어오고 나갈 때마다 공항처럼 보안검색대가 있습니다. 핸드폰 사진도 못 찍고 별도의 어플리케이션을 설치합니다. 이정도로 보안이 진짜 중요하고 회사에서 가장 강조하는 것 중에 하나가 보안입니다.
4. 워라밸은 어느 정도로 실천되고 있다고 생각하시나요?
· 기준이 어느 정도일지는 모르겠지만, 나름 MZ라고 생각해서 가장 먼저 퇴근하곤 합니다. 또, 자율 출퇴근제가 있어서 눈치 보일 정도로 일찍 가는 것은 좀 그렇지만 자기가 맡은 일을 다 하면 퇴근할 수 있습니다. 어느 정도 잘 실천되고 있다고 생각합니다.

추가 질문 사항
1.업무 시에 방진복을 입고 공장에 가는 경우가 많나요?
· 공정 업무이다 보니까 많이는 안 들어가고, 방진복 입고 공장에 들어가는 것은 설비팀 분들이 합니다. 팀마다 다르지만, 공정 업무는 많이 안 들어가고 한달에 많아야 1~2번이기 때문에 방진복 입는 것에 대한 스트레스는 없습니다.
2.학점은 어느 정도로 준비해야 하나요?
· 학점은 높을수록 좋지만, 4점 이상은 정말 좋고, 3.7 이상만 되어도 좋다고 생각합니다. 학점은 서류상 커트라인으로만 중요하고, 면접은 얼마나 말을 잘 하느냐가 제일 중요합니다. 그래도 높을수록 좋은 건 맞는 것 같습니다.
3.면접은 어떤 식으로 진행되나요?
· 삼성에서는 인성 면접, 직무 면접을 나누어서 봤습니다. 직무 면접은 학교에서 배웠던 반도체에 대한 기본적인 지식을 많이 물어봐서 질문한 것에 대해 대답하고 어느 정도 설명하면 됩니다. 인성 면접은 동아리에서 어떤 역할을 했는지, 힘들었던 것은 무엇이 있었는지, 성격의 장단점은 무엇인지 등에 대해 물어봐서 자기 자신에 대한 정리가 어느 정도 되면 좋습니다. 이거는 지금 할 필요는 없고, 지금은 경험이 중요하니까 동아리를 많이 하면 좋습니다.
4.기억에 남는 대회나 교내 활동이 있나요?
- X-materials라는 대회가 3~4학년쯤에 있는데 하는 게 좋습니다. 신소재는 공모전 같은 게 별로 없어서 기회가 있으면 무조건 참여하는 것이 좋습니다. 참여하는 것만으로도 말할 것들이 생깁니다. 주코와 코랩도 면접에서 물어봤습니다.
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